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April 27, 2012

Attachment #Q2

Source No. VIN Category Type of Report Summary

3231151 SHSRD78886 Fire FIELD REPORT DRIVERS MASTER SWITCH BURNED UP AND DOOR 
HARNESS WAS MELTED

3203257 SHSRD78846 Fire FIELD REPORT DRIVERS POWER WINDOW SWITCH BURNED UP - MELTED 
HARNESS

3218107 SHSRD78536 Fire FIELD REPORT SWITCH LOOKS MELTED

N032012-03-0101636 SHSRD788X6 Fire CONSUMER 
COMPLAINT SWITCH QUIT WORKING AND WAS MELTED

N012012-03-0101657 SHSRD788X6 Fire CONSUMER 
COMPLAINT

DRIVER SIDE WINDOW SWITCH STOPPED HALF WAY.  
SWITCH WAS MELTED.

N032011-11-1800188 SHSRD68506 Fire CONSUMER 
COMPLAINT

DRIVER'S SIDE WINDOW SWITCH CAUGHT ON FIRE AND 
MELTED THE SWITCH

N012011-11-1800193 SHSRD68506 Fire CONSUMER 
COMPLAINT DRIVER'S SIDE SWITCH CAUGHT ON FIRE YESTERDAY

N012011-09-1302131 SHSRD78856 Fire CONSUMER 
COMPLAINT WINDOW SMOKED AND THEN WOULD NOT OPERATE.  

N012011-12-0202795 SHSRD78556 Fire CONSUMER 
COMPLAINT CAR WAS ON FIRE, WHICH STARTED IN THE DOOR. 
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PE10-047
April 27, 2012

Attachment #Q6

Labor Operation Number
Labor Operation Number 

Description

7371B0
DOOR WIRE HARNESS, 

LEFT FRONT - REPLACE. 

Problem Code Problem Code Description
06401 SHORT CIRCUIT

06601
POOR/NO ELECTRICAL 
CONTACT



NVS-213jfa / EA11-004          American Honda Motor Co., Inc. 
   April 27, 2012 

 
 Attachment #Q7 

 
Service Bulletin No. 11-057 

 
 

 



Service Bulletin 11-057

September 23, 2011Applies To:  2006 CR-V – ALL VINs Beginning with JHL – Check VIN Status Inquiry

Safety Recall: Driver’s Power Window Switch Does Not Work or Works 
Intermittently
(Supersedes 11-057, dated September 7, 2011, to revise the information marked by the black bars)

REVISION SUMMARY
An example of the customer letter was added.

BACKGROUND
If silicone-based cleaning agents are used near the 
master power window switch, the residue can adhere 
to the switch circuit board which may cause 
accelerated wear. As a result, the switch may overheat 
and melt, causing smoke, preventing the window to be 
rolled up or down, and the possibility of a fire.

CUSTOMER NOTIFICATION
Owners of affected vehicles will receive a notification of 
this campaign. An example of the customer notification 
is at the end of this service bulletin.

Do an iN VIN status inquiry to make sure the vehicle 
is shown as eligible.

In addition, check for a punch mark above the first 
character of the engine compartment VIN. A punch 
mark in that location means this campaign has already 
been completed.

Some vehicles affected by this campaign may be in 
your used vehicle inventory. As a matter of federal law, 
these vehicles must be repaired before they are sold.

Should your dealership sell an unrepaired vehicle that 
subsequently causes injury or damage because of the 
recalled item, the dealership will be solely responsible 
to the damaged party, and will be required to defend 
and indemnify American Honda for any resulting 
claims. To see if a vehicle in inventory is affected by 
this recall, do a VIN status inquiry before selling it.

CORRECTIVE ACTION
Replace the driver’s power window master switch.

PARTS INFORMATION
Driver’s Power Window Master Switch:

P/N 06357-S9A-305

TOOL INFORMATION
KTC Trim Tool Set: T/N SOJATP2014

WARRANTY CLAIM INFORMATION
Operation Number: 7441C8

Flat Rate Time: 0.2 hour

Failed Part: P/N 35750-S9A-C05ZA

Defect Code: 5WT00

Symptom Code: R9300

Skill Level: Repair Technician

REPAIR PROCEDURE

1. Using the appropriate trim tool, start prying at the 
rear of the driver’s switch panel and move forward 
to release the hooks.
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CUSTOMER INFORMATION: The information in this bulletin is intended for use only by skilled technicians who have the proper tools, equipment,
and training to correctly and safely maintain your vehicle. These procedures should not be attempted by “do-it-yourselfers,” and you should not assume
this bulletin applies to your vehicle, or that your vehicle has the condition described. To determine whether this information applies, contact an
authorized Honda automobile dealer.



2. Disconnect the two connectors from the driver’s 
power window master switch.

3. Remove the three screws that attach the switch to 
the switch panel.

4. Using the three screws removed in step 3, install 
the new switch to the switch panel.

5. Reconnect the connectors.

6. Reinstall the driver’s switch panel into the door 
panel.

7. Reset the power window control unit:
• Turn the ignition switch to ON (II).
• Move the driver’s window all the way down by 

holding the driver’s window switch firmly down; 
when the window reaches the bottom, hold the 
driver’s window switch down for 2 seconds.

• Move the driver’s window all the way up by 
holding the driver’s window switch firmly up; 
when the window reaches the top, hold the 
switch firmly up for 2 seconds.

• If the window does not work in AUTO, turn the 
ignition switch to LOCK (0) and repeat step 7.

8. Center-punch a completion mark above the first 
character of the engine compartment VIN:

September 2011
Safety Recall: Driver’s Power Window Switch Does 

Not Work or Works Intermittently- 
NHTSA Recall 11V-456

Dear CR-V Owner:
This notice is sent to you in accordance with the 
requirements of the National Traffic and Motor Vehicle 
Safety Act.
What is the reason for this notice?
Honda has decided that a defect which relates to motor 
vehicle safety exists in certain 2006 model year CR-V 
vehicles. There is a potential failure of the power 
window master switch which may cause the switch to 
heat up, resulting in the switch melting, failing to work 
and producing smoke. In the worst case, the switch 
cover itself may burn. If the switch fails, the power 
windows may become inoperative, preventing them 
from being rolled up or down. The possibility of fire is a 
potential safety risk.
What should you do?
Call any authorized Honda dealer and make an 
appointment to have your vehicle repaired. The dealer 
will replace the power window master switch assembly. 
This work will be done free of charge. The window 
switch replacement process may be completed in 
approximately 12 minutes; however, your vehicle will 
need to be at the dealer for a longer period of time. We 
recommend that you plan to leave your vehicle for half 
a day to allow the dealer flexibility in scheduling.

SWITCH

SWITCH PANEL

Example of Customer Letter

Center-punch here.

JHLXXXXXXXXXXXXXX
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Who to contact if you experience problems
If you are not satisfied with the service you receive 
from your Honda dealer, you may write to:

American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Customer Service
Mail Stop 500-2N-7A
1919 Torrance Blvd.
Torrance, CA 90501-2746

If you believe that American Honda or the dealer has 
failed or is unable to remedy the defect in your vehicle, 
without charge, within a reasonable period of time 
(60 days from the date you first contact the dealer for a 
repair appointment), you may submit a complaint to:

Administrator
National Highway Traffic Safety Administration
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, DC 20590

Or call the toll-free Safety Hotline at 1-888-327-4236 
(TTY 1-800-424-9153), or go to
http://www.safercar.gov.
What to do if you feel this notice is in error
Our records show that you are the current owner or 
lessee of a 2006 CR-V involved in this recall. If this is 
not the case, or the name/address information is not 
correct, please complete and sign the Information 
Change Card, and return it in the enclosed 
postage-paid envelope. We will then update our 
records.
What If You Already Had Your Vehicle Repaired For 
This Issue
If you previously paid to have the power window 
master switch replaced, you may be eligible for 
reimbursement. Refer to the attached instructions for 
Reimbursement for the eligibility requirements and the 
reimbursement procedure.
Lessor Information
Federal law requires that any vehicle lessor receiving 
this recall notice must forward a copy of this notice to 
the lesse within 10 days.
If you have questions
If you have any questions about this notice, or need 
assistance with locating a Honda dealer, please call 
Honda Automobile Customer Service at 
1-800-999-1009, and select option 4.
We apologize for any inconvenience this campaign 
may cause you.
Sincerely,
American Honda Motor Co., Inc.
Honda Automobile Division
11-057 3 of 3



September 7, 2011 
 
Dear Service Manager:  
 
Honda has announced a safety recall campaign for certain 2006 CR-Vs. There is a potential for the 
driver’s power window master switch to become inoperative, preventing the window from being rolled up 
or down. In the worst case, the power window master switch may overheat and melt, causing smoke, and 
the possibility of a fire.  
 
Repair Strategy 
Replace the driver’s power window master switch. For VIN, repair, tools, parts, and warranty information, 
refer to Service Bulletin 11-057, Safety Recall: Driver’s Power Window Switch Does Not Work or Works 
Intermittently. 
 
Some vehicles affected by this campaign may be in your new or used vehicle inventory. As a matter of federal 
law, these vehicles must be repaired before they are sold. Should a dealership sell an unrepaired vehicle that 
subsequently causes an injury or damage because of the recalled item, the dealership will be solely responsible 
to the damaged party, and will be required to defend and indemnify American Honda for any resulting claims. 
 
To see if a vehicle is affected by this campaign, make sure the customer has a notification letter, or do an iN VIN 
status inquiry. In addition, check for a punch mark above the fifth character of the engine compartment VIN. A 
punch mark in that location means the vehicle has already been repaired.  
 
Customer Notification 
Owners of affected vehicles will receive a notification of this campaign in mid-September.  
 
Parts Information 
Driver’s power window master switches are available now through open ordering. 
 
Sincerely,  
 
American Honda Motor Co., Inc. 
Honda Automobile Division 
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Power Window System 
Operation Flow 



HGT’s Response 
Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

①IG1 switch ON 

②IG1 signal is input to the master switch 
 and the switch input become receivable. 

Operation: Close the driver’s window 

③Operation of the UP switch 

④LO is output to the UP-side relay coil  
from the control block. 

⑤The current flows in the driver’s window regulator  
motor and closes the window. 
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HGT’s Response 

①IG1 switch ON 

②IG1 signal is input to the master switch 
 and the switch input become receivable. 

Operation: Open the driver’s window 

③Operation of the DOWN switch 

④LO is output to the DOWN-side relay coil  
from the control block. 

⑤The current flows in the driver’s window regulator  
motor and opens the window. 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 



HGT’s Response 

①IG1 switch ON 

②IG1 signal is input to the master switch 
 and the switch input become receivable. 

Operation: Automatically close the driver’s window  

③When UP switch is operated to the 2nd level,  
UP switch and auto switch become ON. 

④LO is output to the UP-side relay coil  
from the control block. 

⑤The current flows in the driver’s window regulator  
motor and closes the window. 
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⑥The driver’s pulse sensor signal is input 
to the control block. 

⑥ 

⑦The control block stops to output when the  
driver’s pulse sensor signal change stops. 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 



HGT’s Response 

Operation: Automatically open the driver’s window 

④LO is output to the DOWN-side relay coil  
from the control block. 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

①IG1 switch ON 

②IG1 signal is input to the master switch 
 and the switch input become receivable. 

③When DOWN switch is operated to the 2nd level,  
DOWN switch and auto switch become ON. 

⑤The current flows in the driver’s window regulator  
motor and opens the window. 

⑥The driver’s pulse sensor signal is input 
to the control block. 

⑦The control block stops to output when the  
driver’s pulse sensor signal change stops. 



HGT’s Response 

②IG1 signal is input to the P/W main relay and  
the passenger’s circuit become supplied with a power. 

Operation: Operate the passenger’s switch of the master  
switch to close the passenger’s window* 

④The current flows in the passenger’s window regulator  
motor and closes the window. 
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③The passenger’s window regulator motor is connected 
 to a power when the passenger’s switch of 

 the master switch is operated for UP. 

*Rear right and rear left switch can be operated  
 in the same manner. 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

①IG1 switch ON 



HGT’s Response 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

Operation: Operate the passenger’s switch of the master 
switch to open the passenger’s window* 

①IG1 switch ON 

②IG1 signal is input to the P/W main relay and  
the passenger’s circuit become supplied with a power. 

③The passenger’s window regulator motor is connected 
 to a power when the passenger’s switch of 
 the master switch is operated for DOWN. 

④The current flows in the passenger’s window regulator  
motor and opens the window. 

*Rear right and rear left switch can be operated  
 in the same manner. 



HGT’s Response 

②IG1 signal is input to the P/W main relay and  
the passenger’s circuit become supplied with a power. 

Operation: Operate the passenger’s seat switch to close 
the passenger’s window* 

④The current flows in the passenger’s window regulator  
motor and closes the window. 
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③The passenger’s window regulator motor is  
connected to a power when the passenger’s seat switch  

is operated for UP. 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

*Rear right and rear left switch can be operated  
 in the same manner. 

①IG1 switch ON 



HGT’s Response 

②IG1 signal is input to the P/W main relay and  
the passenger’s circuit become supplied with a power. 

Operation: Operate the passenger’s seat switch to open the 
passenger’s window* 

④The current flows in the passenger’s window regulator  
motor and opens the window. 
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③The passenger’s window regulator motor is  
connected to a power when the passenger’s seat switch  

is operated for DOWN. 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

*Rear right and rear left switch can be operated  
 in the same manner. 

①IG1 switch ON 



HGT’s Response 

②IG1 switch ON 

③IG1 signal is input to the P/W main relay and  
the passenger’s circuit become supplied with a power. 

Operation: Windows other than driver’s window cannot be operated 
 when the main switch of the master switch is locked. 

⑤Window is immovable since the current does not flow  
into the passenger’s window regulator motor.* 
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①Each circuit of the passenger, rear right, and 
 rear left side window become disconnected 

 from the GND when the main switch is locked. 

④The passenger’s window regulator motor is connected to  
a power when the passenger’s seat switch is operated.* 
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Function： Power Window System 
Model：      CR-V 

*Rear right and rear left switch can be operated  
 in the same manner. 



パワーウィンドウシステム
動作フロー



機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②マスタースイッチにIG1信号が入力され、
スイッチ入力を受付可能となる

動作：運転席ウィンドウガラスを閉める

③アップスイッチを操作する

④コントロールブロックからアップ側リレーコイル
にLOが出力される

⑤運転席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを閉める
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機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②マスタースイッチにIG1信号が入力され、
スイッチ入力を受付可能となる

動作：運転席ウィンドウガラスを開ける

③ダウンスイッチを操作する

④コントロールブロックからダウン側リレーコイル
にLOが出力される

⑤運転席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを開ける
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Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②③ ④

⑤
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機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②マスタースイッチにIG1信号が入力され、
スイッチ入力を受付可能となる

動作：運転席ウィンドウガラスを自動で閉める

③アップ側を２段目まで操作すると
アップスイッチ、オートスイッチがONする

④コントロールブロックからアップ側リレーコイルに
LOが出力される

⑤運転席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを閉める

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②③ ④、⑦

⑤

⑥運転席パルスセンサー信号が
コントロールブロックに入力される

⑥

⑦運転席パルスセンサー信号の変化が停止すると
コントロールブロックが出力を停止する

4



機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②マスタースイッチにIG1信号が入力され、
スイッチ入力を受付可能となる

動作：運転席ウィンドウガラスを自動で開ける

③ダウン側を２段目まで操作すると
ダウンスイッチ、オートスイッチがONする

④コントロールブロックからダウン側リレーコイルに
LOが出力される

⑤運転席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを開ける

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②③ ④、⑦

⑤

⑥運転席パルスセンサー信号が
コントロールブロックに入力される

⑥

⑦運転席パルスセンサー信号の変化が停止すると
コントロールブロックが出力を停止する

5



機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②P/W MAIN RLYにIG1信号が入力され、
助手席用回路に電源が供給される

動作：マスタースイッチの助手席スイッチを操作して
助手席ウィンドウガラスを閉める※

④助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを閉める

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②

③

④

③マスタースイッチの助手席スイッチでアップ操作
すると助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電源が接続される

※ 後席右、後席左スイッチも同様の動作をする
6



機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②P/W MAIN RLYにIG1信号が入力され、
助手席用回路に電源が供給される

動作：マスタースイッチの助手席スイッチを操作して
助手席ウィンドウガラスを開ける※

④助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを開ける

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②

③

④

③マスタースイッチの助手席スイッチでダウン操作
すると助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電源が接続される

※ 後席右、後席左スイッチも同様の動作をする
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機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②P/W MAIN RLYにIG1信号が入力され、
助手席用回路に電源が供給される

動作：助手席スイッチを操作して
助手席ウィンドウガラスを閉める※

④助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを閉める

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②

③

④

③助手席スイッチをアップ操作すると
助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電源が接続される

※ 後席右、後席左スイッチも同様の動作をする
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機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

①IG1スイッチをONする

②P/W MAIN RLYにIG1信号が入力され、
助手席用回路に電源が供給される

動作：助手席スイッチを操作して
助手席ウィンドウガラスを開ける※

④助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れガラスを開ける

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

①

②

③

④

③助手席スイッチをダウン操作すると
助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電源が接続される

※ 後席右、後席左スイッチも同様の動作をする
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機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

HGT回答項目

機能名： パワーウィンドウ
機種名： CR-V

②IG1スイッチをONする

③P/W MAIN RLYにIG1信号が入力され、
助手席用回路に電源が供給される

動作：マスタースイッチのメインスイッチをロックすると、
運転席以外の席のウィンドウを操作できない

⑤助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電流が流れないためガラスが動かない※

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

②

③

④
⑤

※ 後席右、後席左スイッチも同様の動作をする

①

①メインスイッチをロックすると 助手席、後席右、後席左
の各回路がグランドから切り離される

④助手席スイッチを操作すると
助手席ウィンドウレギュレーターモーターに
電源が接続される※
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Power Window System  
Wiring Diagram 



③ Identify all electrical circuits within the driver’s door or the door trim panel that are supplied with battery power.   

    Provide electrical wiring diagrams or schematics that identify all of the electrical circuits by circuit number, wire color, and components. 

HGT’s response 

2 

M 

P/W 
MAIN 
RLY 

UP 

DOWN 

MAIN 

Master Switch 

Assistant switch 

Battery 

MAIN_FUSE 

100A 

IG1_MAIN 

50A 

40A 

+B P/W_MAIN 

7.5A 

IG1_P/W IG1 
20A 

20A 

20A 

M 

M 

M 

DOWN 

UP 

DR 
Window 

Regulator 
Motor 

Assistant 
Window 

Regulator 
Motor 

Rear_R 
Window 

Regulator 
Motor  

Rear_L 
Window 

Regulator 
Motor  

Rear_R switch 

Rear_L switch 

Control 
Block 

20A 

+B P/W_DR 

+B P/W_AS 

+B P/W_RR_R 

+B P/W_RR_L 

DOWN 

UP 

UP 

DOWN DOWN 

UP 

UP 

DOWN DOWN 

UP 

AUTO 

DR 
Motor 
Pulse 

Sensor 

Inside of driver side door or door trim 

DR DOOR HARN 
(32751) 

L FR DOOR REGULATOR 
(72250) 

POWER WINDOW 
MASTER SWITCH 

(35750) 

DR DOOR HARN 
(32751) 

B21 G/W 

G15 Y/G 

B22 G/B 

508 L/R 

509 L/W 

B23 Y/L 

510 L/O 

511 L/Y 

B24 Y/R 

512 L/B 

513 BR 

500 R/B 

501 R/Y 

525 R/W 
526 L    
528 O   
527 LG 

Z51 B 

Z51 B 



HGT’s response 

Circuit number 
Wire color 

Abbreviation Description 

B21 G/W Green / White 

G15 Y/G Yellow / Green 

500 R/B Red / Black 

501 R/Y Red / Yellow 

525 R/W Red / White 

526 L Blue 

528 O Orange 

527 LG Light Green 

Z51 B Black 

B22 G/B Green / Black 

508 L/R Blue / Red 

509 L/W Blue / White 

B23 Y/L Yellow / Blue 

510 L/O Blue / Orange 

511 L/Y Blue / Yellow 

B24 Y/R Yellow / Red 

512 L/B Blue / Black 

513 BR Brown 

Z51 B Black 

3 

Additional information: Circuit numbers and wire colors  



パワーウィンドウシステム配線図



③パワーウインドウシステムにおいてバッテリ電力搭載の運転席側ドア又はドアトリムパネル内の
全ての電気回路を回路番号、色、部品別に特定した電気配線図又は結線図に関する
説明資料を作成してください。

HGT回答項目

2

M

P/W
MAIN
RLY

UP

DOWN

MAIN

Master Switch

Assistant switch

Battery

MAIN_FUSE

100A

IG1_MAIN

50A

40A

+B P/W_MAIN

7.5A

IG1_P/WIG1
20A

20A

20A

M

M

M

DOWN

UP

DR
Window

Regulator
Motor

Assistant
Window

Regulator
Motor

Rear_R
Window

Regulator
Motor 

Rear_L
Window

Regulator
Motor 

Rear_R switch

Rear_L switch

Control
Block

20A

+B P/W_DR

+B P/W_AS

+B P/W_RR_R

+B P/W_RR_L

DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

UP

DOWN DOWN

UP

AUTO

DR
Motor
Pulse

Sensor

Inside of driver side door or door trim

DR DOOR HARN
(32751)

L FR DOOR REGULATOR
(72250)

POWER WINDOW
MASTER SWITCH

(35750)

DR DOOR HARN
(32751)

B21 G/W

G15 Y/G

B22 G/B

508 L/R

509 L/W

B23 Y/L

510 L/O

511 L/Y

B24 Y/R

512 L/B

513 BR

500 R/B

501 R/Y

525 R/W
526 L
528 O
527 LG

Z51 B

Z51 B



HGT回答項目

回路番号
色

略号 説明

B21 G/W Green / White

G15 Y/G Yellow / Green

500 R/B Red / Black

501 R/Y Red / Yellow

525 R/W Red / White

526 L Blue

528 O Orange

527 LG Light Green

Z51 B Black

B22 G/B Green / Black

508 L/R Blue / Red

509 L/W Blue / White

B23 Y/L Yellow / Blue

510 L/O Blue / Orange

511 L/Y Blue / Yellow

B24 Y/R Yellow / Red

512 L/B Blue / Black

513 BR Brown

Z51 B Black

3

回答③の補足 ： 回路番号と色
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JP309710
テキストボックス
Group Investigation and Analysis report

JP309710
テキストボックス
Conclusion

JP309710
テキストボックス
Object

JP309710
テキストボックス
Note: Melting was confirmed at the joint of power window master switch and wire harness

JP309710
テキストボックス
Symptom Code:

JP309710
テキストボックス
Returned Part:

JP309710
テキストボックス
Occurrence Date: 11/20/2011

JP309710
テキストボックス
Registration Date: 08/21/2006

JP309710
テキストボックス
Type

JP309710
テキストボックス
Part Name

JP309710
テキストボックス
Part No:

JP309710
テキストボックス
Frame No:

JP309710
テキストボックス
Production date: 07/19/2006

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
Country

JP309710
テキストボックス
Mission No:

JP309710
テキストボックス
Group use

JP309710
テキストボックス
Defective Vehicle Information

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Melting of Driver's Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Approved

JP309710
テキストボックス
Confirmed

JP309710
テキストボックス
Prepared

JP309710
テキストボックス
Approved Control No.

JP309710
テキストボックス
Model Name

JP309710
テキストボックス
Information source/other

JP309710
テキストボックス
06M CR-V (USA) Analysis of attached substances on power window master switch 

JP309710
テキストボックス
Check the presence of suger (drinkable water) in the attached substances on the power window master switch.

JP309710
テキストボックス
Sugar (Sucrose) was confirmed on the defective power window master switch.

JP309710
テキストボックス
Measurement/Testing Method

JP309710
テキストボックス
Date of entry: Jan. 26, 2012

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test date:

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test Location: Inspecting room

JP309710
テキストボックス
Tester

JP309710
テキストボックス
Masaaki Sasai

JP309710
テキストボックス
From Jan.18, 2012 to Jan. 26, 2012

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test part No:

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test part Name: SWITCH ASSY, POWER WINDOW MASTER

JP309710
テキストボックス
Measuring instrument/Test vehicle:

JP309710
テキストボックス
Necessity of Continuance of analysis: No

JP309710
テキストボックス
Judgemental Standard: Presence of Sucrose component in the attached substance 

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test method

JP309710
テキストボックス
Digital Microscope (VHX-600, Keyence ),  LC-MS (T100LC, JEOL), Capillary Electrophoresis Measuring System (CAPI-3300, Otsuka Electronics),  Scanning Electron Microscope (JSM-7000F, JEOL)

JP309710
テキストボックス
* Supporting document: Attached

JP309710
テキストボックス
Peak detection of Sucrose component by LC/MS

JP309710
テキストボックス
Material ＆Precise Measurement Section, Electrical System, Material  and Precise Measurement BL, Auto Quality Analysis Office

JP309710
テキストボックス
Severity: B



〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025

2
5

パワーウィンドウマスター
スイッチ事象品

下側

a部拡大

a

b部拡大

上ケース内側側面に付着物を確認

b

付着物元素分析結果 （SEM/EDX） 質量濃度【％】

付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定。各箇所付着物をそれぞれ3点ずつ測定。

２．付着物元素分析結果

c部拡大 d部拡大

e部拡大 f部拡大 g部拡大

d
c

e
f

ケース上面に付着物を確認

下ケース内面に付着物を確認

上側１．外観観察結果

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所付着物より、上記の元素を検出した。

基板下面リブ接触部に
付着物を確認

g

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

付着物採取箇所 n=3 CCCC OOOO NaNaNaNa MgMgMgMg AlAlAlAl SiSiSiSi PPPP SSSS ClClClCl KKKK CaCaCaCa FeFeFeFe CuCuCuCu ZnZnZnZn SnSnSnSn PbPbPbPb
1 47.7 29.6 0.9 0.8 0.9 3.2 0.8 0.8 5.9 1.0 5.9 0.5 0.3 0.6 - 1.2

2 41.4 25.2 1.0 0.9 1.1 2.9 0.4 0.4 12.8 1.8 7.7 2.7 0.1 - - 1.9

3 49.4 25.8 0.7 0.5 0.4 1.3 0.6 0.8 8.8 1.2 7.0 0.8 0.2 0.2 0.5 1.7

1 34.3 36.9 1.0 0.4 0.7 15.2 0.3 0.5 4.4 1.3 1.8 0.9 0.2 1.0 - 1.0

2 47.1 29.5 1.6 0.5 0.5 1.3 0.6 1.1 6.6 2.2 5.0 0.3 0.3 1.8 0.1 1.4

3 44.9 28.5 1.6 0.9 0.8 2.5 0.4 0.7 7.0 2.7 4.2 1.5 0.3 1.5 0.9 1.7

1 13.9 28.0 3.6 0.8 0.4 0.5 0.2 0.6 7.6 3.0 1.2 - 6.6 - 32.4 1.4

2 13.8 26.6 2.9 0.6 0.4 0.3 0.1 0.8 5.7 3.0 1.2 0.2 5.1 0.4 37.8 1.3

3 13.7 23.9 3.0 1.1 0.5 1.1 0.1 0.7 8.7 3.8 1.8 0.2 5.9 0.2 33.9 1.6

1 41.4 29.8 7.8 0.4 0.4 0.1 0.3 1.2 1.3 3.9 1.4 0.1 10.0 1.0 - 1.0

2 34.4 28.2 3.8 0.6 0.9 0.8 0.7 1.3 2.5 7.4 10.3 0.1 6.7 - 1.3 0.9

3 34.9 26.9 4.8 0.5 0.7 0.2 0.8 0.4 3.0 7.6 5.4 0.2 7.4 0.9 4.1 2.3

1 24.1 25.7 3.1 1.1 0.4 0.3 0.3 0.6 5.2 1.7 1.7 0.1 32.2 1.9 0.1 1.5

2 33.0 24.8 1.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.5 3.8 1.2 1.4 0.2 29.3 1.2 - 1.3

3 55.2 24.6 0.1 4.8 0.2 6.8 0.1 0.1 1.1 0.3 0.8 0.2 4.7 0.1 0.2 0.7

1 16.2 22.0 - 0.2 - 0.1 0.2 3.0 12.0 0.1 3.3 0.3 38.5 1.5 0.4 2.7

2 17.0 22.8 - - 0.2 0.1 0.2 2.8 10.7 0.1 2.9 - 39.3 1.8 - 2.6

3 18.9 23.2 - 0.1 0.1 0.2 0.4 1.2 13.2 - 0.9 0.1 38.6 1.7 - 2.4

1 16.2 27.6 3.7 0.6 0.3 0.4 0.3 0.8 4.5 2.4 0.2 - 10.7 0.7 28.4 3.4

2 16.3 27.5 3.0 0.3 0.4 0.3 - 0.6 3.2 2.1 0.6 - 13.8 0.9 27.7 3.8

3 10.8 24.3 3.9 0.5 0.5 0.3 0.2 0.8 5.5 3.0 0.5 0.4 12.2 0.6 31.2 5.2

上ケース外側表面
堆積物 （a部）

上ケース外側表面
堆積物（b部）

上ケース内側
側面付着物（c部）

下ケース内側
付着物 （g部）

基板下面
付着物 （f部）

基板上面
付着物（e部）

基板上面
付着物（d部）

JP309710
テキストボックス
Appendix

JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
1. Appearance Observation

JP309710
テキストボックス
Defective Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
TOP side

JP309710
テキストボックス
Under side

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area a

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area b

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area c

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area d

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area e

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area f

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area g

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the top side of the case

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the side inside the upper case

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the rib contact area on the  PCB

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the rib contact area under the PCB

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the rib contact area on the  PCB

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed inside the under case

JP309710
テキストボックス
2. Analysis result of attached elements

JP309710
テキストボックス
Collect an attached substance, attach it on the carbon tape, them measure with the SEM/EDX. Measure 3 collected samples for each area.

JP309710
テキストボックス
Elements listed above are confirmed in the attached substances collected from each area of the power window master switch.

JP309710
テキストボックス
Analysis result of attached elements (SEM/EDX)

JP309710
テキストボックス
Collected Area

JP309710
テキストボックス
Mass Concentration (%)

JP309710
テキストボックス
Deposit on the outer surface of the top case (Area a)

JP309710
テキストボックス
Deposit on the outer surface of the top case (Area b)

JP309710
テキストボックス
Substance attached on the side of inner surface of the top case (Area c)

JP309710
テキストボックス
Attached substance on the PCB (Area d)

JP309710
テキストボックス
Attached substance on the PCB (Area e)

JP309710
テキストボックス
Attached substance under the PCB (Area f)

JP309710
テキストボックス
Attached substance inside the under case (Area g)
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付着イオン分析結果 （CE）

測定方法
・基板エッジ部（A部付近）及びケース外側表面（B部）を400µLの超純水で抽出。
・抽出液を濾過し、キャピラリー電気泳動にて測定。

【ppm】

３．付着イオン分析結果

パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

B

A

上側

A

基板及びケース外側表面より上記のイオンが検出された。

下側

抽出箇所 Cl NO3 SO4 ギ酸 酢酸 乳酸 プロピオン酸 NH4 K Ca Na Mg Zn

基板エッジ部 （A部） 24.9 0.3 7.5 4.3 7.7 0.1 4.7 0.9 31.0 3.7 14.2 2.8 0.1

ケース外側表面 （B部） 169.9 2.4 194.6 2.7 44.4 - 21.3 - 377.9 32.8 47.9 37.0 0.7

JP309710
テキストボックス
Appendix

JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
3. Analysis results of attached Ions

JP309710
テキストボックス
Defective Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Ions listed above are confirmed on the PCB and outer surface of the case.

JP309710
テキストボックス
Formic Acid

JP309710
テキストボックス
Acetic Acid

JP309710
テキストボックス
Lactic Acid

JP309710
テキストボックス
Propionic Acid

JP309710
テキストボックス
Analysis results of attached ions (CE)

JP309710
テキストボックス
Outer surface of the case (Area B)

JP309710
テキストボックス
Edges of PCB (Area A)

JP309710
テキストボックス
Measuring Method・Extract samples from edges of the PCB (area A) and outer surface of the case (area B) with 400uL ultrapure water.・Filter the extracted liquid and measure with the Capillary Electrophoresis Measuring System.

JP309710
テキストボックス

JP309710
テキストボックス
Extracted area

JP309710
テキストボックス
Top side

JP309710
テキストボックス
Under side
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測定方法
・基板SW部①～⑤及びケース⑥、⑫部は表面を90%メタノールを染み込ませた布（1×1cm）で拭き取り、
拭き取った布を90%メタノール2mLで抽出・濾過。
・ケース内側SW部⑦～⑩部及び基板⑪部は90%メタノール2mLを掛け流す様に抽出、抽出液を濾過。
・各抽出液を、一晩（15h程度）濃縮しメタノール分を蒸発させ、水分のみとする。
・この溶液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピーク（m/z 365）の有無を確認した。

4
5

①

抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

②

③ ④

⑤ ⑥

質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

②
③

④

①

⑦⑧

⑥

⑤

⑪
⑪

下側

⑫

⑩ ⑨

上側

４．糖分付着有無確認結果
パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出
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JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
4. Presence of sugar in the attached substances

JP309710
テキストボックス
Defective Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Top side

JP309710
テキストボックス
Under side

JP309710
テキストボックス
Defective Power Window Master Switch・Wipe surfaces of ① through ⑤ of the PCB SW, ⑥ of the case, and ⑫ with a 1x1cm cloth soaked in 90% methanol. and      extract by 2mL 90% methanol, then filter.・Extract ⑦ through ⑩ of inner case and ⑪ of the PCB by pouring 2ml 90% methanol, then filter the extracted liquid.・Concentrate each extracted liquid for one night (15hrs) and let methanol evaporate .・Measure this liquid with LC/MS and check a peak of Sucrose compound (m/z 365). 

JP309710
テキストボックス
Analysis Results of Extracted liquid mass(LC/MS)

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Standard Sucrose

JP309710
テキストボックス
Peak of Sucrose compound (m/z 365)

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)
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度

⑫

パワーウィンドウスイッチ各箇所抽出液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピークの有無を確認した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所（⑪、⑫部）より、糖分（スクロース）を検出した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）
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度
イ

オ
ン

強
度

⑧⑦

⑨

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）
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抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

質量電荷比（m/z）

スクロース成分を検出

●

スクロース成分は未検出

●
スクロース成分を検出

⑩

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

JP309710
テキストボックス
Sugar (Sucrose) was detected in some parts of power window switch. (Area 11 and 12)

JP309710
テキストボックス
Appendix

JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
Measure the extracted liquid with LC/MS and check a peak of Sucrose compound.

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Peak of Sucrose compound (m/z 365)

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound is detected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound is detected

JP309710
テキストボックス
Standard Sucrose

JP309710
テキストボックス
Analysis Results of Extracted liquid mass(LC/MS)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)
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パワーウィンドウマスター
スイッチ事象品

下側

a部拡大

a

b部拡大

上ケース内側側面に付着物を確認

b

付着物元素分析結果 （SEM/EDX） 質量濃度【％】

付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定。各箇所付着物をそれぞれ3点ずつ測定。

２．付着物元素分析結果

c部拡大 d部拡大

e部拡大 f部拡大 g部拡大

d
c

e
f

ケース上面に付着物を確認

下ケース内面に付着物を確認

上側１．外観観察結果

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所付着物より、上記の元素を検出した。

基板下面リブ接触部に
付着物を確認

g

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

付着物採取箇所 n=3 CCCC OOOO NaNaNaNa MgMgMgMg AlAlAlAl SiSiSiSi PPPP SSSS ClClClCl KKKK CaCaCaCa FeFeFeFe CuCuCuCu ZnZnZnZn SnSnSnSn PbPbPbPb
1 47.7 29.6 0.9 0.8 0.9 3.2 0.8 0.8 5.9 1.0 5.9 0.5 0.3 0.6 - 1.2

2 41.4 25.2 1.0 0.9 1.1 2.9 0.4 0.4 12.8 1.8 7.7 2.7 0.1 - - 1.9

3 49.4 25.8 0.7 0.5 0.4 1.3 0.6 0.8 8.8 1.2 7.0 0.8 0.2 0.2 0.5 1.7

1 34.3 36.9 1.0 0.4 0.7 15.2 0.3 0.5 4.4 1.3 1.8 0.9 0.2 1.0 - 1.0

2 47.1 29.5 1.6 0.5 0.5 1.3 0.6 1.1 6.6 2.2 5.0 0.3 0.3 1.8 0.1 1.4

3 44.9 28.5 1.6 0.9 0.8 2.5 0.4 0.7 7.0 2.7 4.2 1.5 0.3 1.5 0.9 1.7

1 13.9 28.0 3.6 0.8 0.4 0.5 0.2 0.6 7.6 3.0 1.2 - 6.6 - 32.4 1.4

2 13.8 26.6 2.9 0.6 0.4 0.3 0.1 0.8 5.7 3.0 1.2 0.2 5.1 0.4 37.8 1.3

3 13.7 23.9 3.0 1.1 0.5 1.1 0.1 0.7 8.7 3.8 1.8 0.2 5.9 0.2 33.9 1.6

1 41.4 29.8 7.8 0.4 0.4 0.1 0.3 1.2 1.3 3.9 1.4 0.1 10.0 1.0 - 1.0

2 34.4 28.2 3.8 0.6 0.9 0.8 0.7 1.3 2.5 7.4 10.3 0.1 6.7 - 1.3 0.9

3 34.9 26.9 4.8 0.5 0.7 0.2 0.8 0.4 3.0 7.6 5.4 0.2 7.4 0.9 4.1 2.3

1 24.1 25.7 3.1 1.1 0.4 0.3 0.3 0.6 5.2 1.7 1.7 0.1 32.2 1.9 0.1 1.5

2 33.0 24.8 1.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.5 3.8 1.2 1.4 0.2 29.3 1.2 - 1.3

3 55.2 24.6 0.1 4.8 0.2 6.8 0.1 0.1 1.1 0.3 0.8 0.2 4.7 0.1 0.2 0.7

1 16.2 22.0 - 0.2 - 0.1 0.2 3.0 12.0 0.1 3.3 0.3 38.5 1.5 0.4 2.7

2 17.0 22.8 - - 0.2 0.1 0.2 2.8 10.7 0.1 2.9 - 39.3 1.8 - 2.6

3 18.9 23.2 - 0.1 0.1 0.2 0.4 1.2 13.2 - 0.9 0.1 38.6 1.7 - 2.4

1 16.2 27.6 3.7 0.6 0.3 0.4 0.3 0.8 4.5 2.4 0.2 - 10.7 0.7 28.4 3.4

2 16.3 27.5 3.0 0.3 0.4 0.3 - 0.6 3.2 2.1 0.6 - 13.8 0.9 27.7 3.8

3 10.8 24.3 3.9 0.5 0.5 0.3 0.2 0.8 5.5 3.0 0.5 0.4 12.2 0.6 31.2 5.2

上ケース外側表面
堆積物 （a部）

上ケース外側表面
堆積物（b部）

上ケース内側
側面付着物（c部）

下ケース内側
付着物 （g部）

基板下面
付着物 （f部）

基板上面
付着物（e部）

基板上面
付着物（d部）
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付着イオン分析結果 （CE）

測定方法
・基板エッジ部（A部付近）及びケース外側表面（B部）を400µLの超純水で抽出。
・抽出液を濾過し、キャピラリー電気泳動にて測定。

【ppm】

３．付着イオン分析結果

パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

B

A

上側

A

基板及びケース外側表面より上記のイオンが検出された。

下側

抽出箇所 Cl NO3 SO4 ギ酸 酢酸 乳酸 プロピオン酸 NH4 K Ca Na Mg Zn

基板エッジ部 （A部） 24.9 0.3 7.5 4.3 7.7 0.1 4.7 0.9 31.0 3.7 14.2 2.8 0.1

ケース外側表面 （B部） 169.9 2.4 194.6 2.7 44.4 - 21.3 - 377.9 32.8 47.9 37.0 0.7



〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500
0

1000

2000

測定方法
・基板SW部①～⑤及びケース⑥、⑫部は表面を90%メタノールを染み込ませた布（1×1cm）で拭き取り、
拭き取った布を90%メタノール2mLで抽出・濾過。
・ケース内側SW部⑦～⑩部及び基板⑪部は90%メタノール2mLを掛け流す様に抽出、抽出液を濾過。
・各抽出液を、一晩（15h程度）濃縮しメタノール分を蒸発させ、水分のみとする。
・この溶液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピーク（m/z 365）の有無を確認した。

4
5

①

抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

イ
オ

ン
強

度
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ン

強
度

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

②

③ ④

⑤ ⑥

質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

②
③

④

①

⑦⑧

⑥

⑤

⑪
⑪

下側

⑫

⑩ ⑨

上側

４．糖分付着有無確認結果
パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出



〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
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5
5

⑪

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

⑫

パワーウィンドウスイッチ各箇所抽出液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピークの有無を確認した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所（⑪、⑫部）より、糖分（スクロース）を検出した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

⑧⑦

⑨

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

100 200 300 400 500
0

1000

2000

抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

質量電荷比（m/z）

スクロース成分を検出

●

スクロース成分は未検出

●
スクロース成分を検出

⑩

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出
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JP309710
テキストボックス
Market Quality Information (Analysis, C/M Request)

JP309710
テキストボックス
Control No:

JP309710
テキストボックス
Issuance Date: February 6, 2012

JP309710
テキストボックス
Severity

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Type/YM/Name

JP309710
テキストボックス
Problem Symptoms

JP309710
テキストボックス
Melting of Power Window Master Switch 

JP309710
テキストボックス
Honda Motor Co., Ltd

JP309710
テキストボックス
Auto Quality Analysis Office  Auto Quality Innovation Div.

JP309710
テキストボックス
Approved

JP309710
テキストボックス
Confirmed

JP309710
テキストボックス
Prepared

JP309710
テキストボックス
To whom in charge of Quality Assurance Dept.OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.

JP309710
テキストボックス
・Power Window Master Switch does not function properly, or does not function.・Melting of connectors of Power Window Master Switch and Driver Door Wire Harness was confirmed.

JP309710
テキストボックス
Preliminary Analysis Result/Requesting items

JP309710
テキストボックス
《Preliminary Analysis Result》

JP309710
テキストボックス
Melting of switch connectors was confirmed.

JP309710
テキストボックス
Confirmed the evidence of liquid within the PCB.

JP309710
テキストボックス
Sugar was confirmed as results of componential analysis.

JP309710
テキストボックス
Since the SW was damaged by heat, actual vehicle check has not been done.

JP309710
テキストボックス
(On February 6, 2012, The vehicle was checked in the attendance of Tsukada from Quality Assurrance Division.)

JP309710
テキストボックス
《C/M request》

JP309710
テキストボックス
Please conduct a analysis on this matter, and provide us with the results including the following items.

JP309710
テキストボックス
Melting at connectors

JP309710
テキストボックス
 Direct cause and Occurrence mechanism which resulted in the defect and its C/M.

JP309710
テキストボックス
Similar problem symptoms in the past and whether or not related to this problem.

JP309710
テキストボックス
Production record and inspection record of the defective part.

JP309710
テキストボックス
Future occurrence prediction and recurrence prevention C/M

JP309710
テキストボックス
We will request above information to OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., the supplier of the SW. 

JP309710
テキストボックス
Response deadline

JP309710
テキストボックス
February 20, 2012

JP309710
テキストボックス
* In case of delay in response, please submit an interim report.* Please attach all related documents to the report.* Please implement the initial product control for the C/M part.

JP309710
テキストボックス
Type of Mission

JP309710
テキストボックス
ENGINE

JP309710
テキストボックス
MISSION

JP309710
テキストボックス
PART NAME

JP309710
テキストボックス
PART NO

JP309710
テキストボックス
PRODUCTION DATE

JP309710
テキストボックス
REGISTRATION DATE

JP309710
テキストボックス
OCCURRENCE DATE

JP309710
テキストボックス
MILEAGE

JP309710
テキストボックス
OCC. COUNTRY

JP309710
テキストボックス
USAGE

JP309710
テキストボックス
EQUIPMENT

JP309710
テキストボックス
OTHER INFO(Availability of actual part, attachment etc.)

JP309710
テキストボックス
Receipt

JP309710
テキストボックス
Receipt

JP309710
テキストボックス
Issued by

JP309710
テキストボックス
Address to

JP309710
テキストボックス
REMODELING: N/A

JP309710
テキストボックス
Commuter

JP309710
テキストボックス
Leisure

JP309710
テキストボックス
Business

JP309710
テキストボックス
SWITCH ASSY, POWER WINDOW MASTER

JP309710
テキストボックス
July 19, 2006

JP309710
テキストボックス
August 21, 2006

JP309710
テキストボックス
Nov. 28, 2011

JP309710
テキストボックス
Phone number

JP309710
テキストボックス
Contact adress

JP309710
テキストボックス
Response document type

JP309710
テキストボックス
Analysis report

JP309710
テキストボックス
Other

JP309710
テキストボックス
Response To

JP309710
テキストボックス
PIC: Katsuaki Matsumoto Electrical Analysis BL, Auto Quality Analysis Office, Auto Quality Innovation Div,  Quality Innovation Center, Honda Motor Co., Ltd

JP309710
テキストボックス
PIC: Katsuaki Matsumoto Electrical Analysis BL, Auto Quality Analysis Office, Auto Quality Innovation Div,  Quality Innovation Center, Honda Motor Co., Ltd

JP309710
テキストボックス
Electrical Analysis BL, Auto Quality Analysis Office, Auto Quality Innovation Div,  Quality Innovation Center, Honda Motor Co., Ltd

JP309710
テキストボックス
 DATE

JP309710
テキストボックス
Confirmed

JP309710
テキストボックス
PIC

JP309710
テキストボックス
Responce Receiving Department 

JP309710
テキストボックス
Retention period of original copy: March, 2022
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Subject 3/4/2012
Part # Approved Confirmed Prepared

Part name Power Window Master Switch   
Occurrence situation Confirmed Facts 
(Symptoms, Alleged failure, the number of occurrence, C/M) (Parts check results, factor analysis, and the quality of product)
Control number: - 【1. Returned parts verification results】 【2. Outlook on occurrence cause of heat damage 】
Part number: 35750-S9A-C040-M2 (1) Damaged part check

Reg. Date: August 21, 2006
Occ. Date: November 28, 2011
Occ. place: market
Number of occurrence: 1 case
Mileage: 114,206Mile
Problem occurred: 

　

Receipt date of the returnd product: February 6, 2012

of the solderring side

Route cause investigation (Occurrence mechanism, reproducibility test, Why-why analysis) Appropriate C/M (Detailed C/M, effect, PPA)
1. Assumed cause 【Occurrence Mechanism】

2. Heat cause

C/M effectiveness check (Actual record)

3. Occurrence Mechanism

Feedback to Genryu (Reflection to the system and mechanism)

Contents
Outflow

Omron plant: Plant in the U.K.

1Step

Heating and melting from the PCB

2

Melting occurred around the VMP1 terminal may be caused by
electrical short which led to heat generation. From the liquid
mark confirmed on the returned part, it was considered that
the short was occurred because of tracking(local heating)
caused by the circuit with materials educed from the migration
(metal transfer).

The power window  master  switch does not function
properly, or not function.
Melted connectors of the power window master switch and
a
wire harness of the driver's door were found.

PW is showered with
considerable amount of liquid
containing sucrose/glucose and
electrolyte.
*Repeat 3 to 5

3 4

Occurrence

From the liquid drop and continuous current flow to the
defective part, we could reproduce the condition which is
similar to the returned part when salt water was dropped onto
the SW. (*Testing with a model similart to 35750-S5A)
Also, we confirmed that there is a possibility of melting when
the pattern gap is within 1.5mm from the findings of the tests.

From the investingation results above, the occurrence mechanism
flow of heat damage was considered as shown on the right.
*Please see Pg 6 in Attached doc 2 for details.

       Enlarged connector view                   Enlarged connector view

OMRON Automotive
Electronics Co. Ltd.

Power Window Master Switch Heat Damage

LOT of the returnd product: 2966E1 (Produced on June 29,

(2) Attachement analysis
・Discoloration and white abnormal substances are confirmed as a result
  of the PCB check.
・Electrolyte and soldering component are confirmed as a result of
  analysis of abnormal substances.
・Sucrose and glucose were confirmed from the case and PCB surface.

Type: RD7
FNo.: SHSRD78536U444819
Model: CR-V

・Significant damage due to heat was confirmed around the
VMP1
  terminal as a results of returned condition and PCB condition
check.

Loss of VMP1 and VBU terminals is also confirmed.

35750-S9A-C040-M2 (Company type: C8H-H42-B2S-UK)

PG1 terminal (GND) was set near the pattern which is
connected to the VMP terminal.
Pattern Gap: Approx. 0.5 mm

・As a verification results of damaged parts, it was confirmed that
  heat generated from the PCB around the VMP1 terminal and
  stopped its progress when the VMP1 terminal which supplies
  power to the SW came off (melt).
・Heat cause is considered to be liquid which contains
sucrose/glucose
  and electrolyte from the evidence on the PCB and the analysis
results.
  It appeared to be that the liquid was attached around the pattern
  which connects to VMP1 terminal on the PCB, and leaked to
  adjacent GND terminal.

Full view of PCB (Component side)           Full view of PCB (Soldering sid

・Damage was confirmed around the VMP1 connector as a result
of soft X-ray investigation of the PCB.
・Damage was confirmed on the PCB of VMP1, VBU, SVCC,
PG1, IGN, and DR-terminals as a results of material observation
performed after connector base removal.

of the component side
*Please refer to attached document 1 and other documents for condition
and analysis results of the attachement.

Insulation resistance between +B
pattern and GND land become poor,
causing the leak current to flow.

Migration occurs due to accumulated
liquid

5

Analysis Record  [Analysis Report]

Loss of VMP1
and VBU

Soft X-ray picture of the Condition with connector base removed

Please refer to page 2 in Attached doc 2.

Please refer to page 3 to 5 in Attached doc 2.

PW is showered with considerable amount of liquid
containing sacrose/glucose and electrolyte

Liquid enters inside the SW from projected area of the
case. (Figure 1)

Liquid moves narrow space between PCB and rib and
between PCB and terminal block. (Figure 2 and 3)

Figure

Figure

Figure

Terminal

Terminal

PCB
Case rib Screw

Normal shower

Concentrated
shower

Over showered

Liquid accumulates to where +B pattern and GND
land are closely set with the gap below 1.5mm

Liquid accumulates between +B pattern and GND
land, and migration occurs.

Insulation resistance between +B pattern and GND
land become poor and leak current flows to cause
joule heat.

Heat maintains/spreads to cause melting.

When heat reaches 1,000°C, VMP1 terminal
(copper), which supplies power to the SW, starts to
melt.

VMP1 terminal comes off of the PCB and unables
power supply. (Heating stops and PW malfunction
occurs)

・Liquid which moves narrow space between
PCB and rib and between PCB and terminal
block, and attaches to the area melted.
・Liquid accumulates to where +B pattern and
GND land are closely set with the gap below
1.5mm



DU-N-1233017

取引先名 発行日：2012年3月4日
オムロンオートモーティブ

エレクトロニクス株式会社

報告 ： 2012年3月4日

・管理No. ： - １．返却現品の確認結果 ２．溶損不具合 発生要因の見解

・部番 ： 35750-S9A-C040-M2 (1) 損傷箇所の確認 ・ 基板をソフトX線調査した結果、コネクタ VMP1端子周辺に損傷が ・ 損傷状態の確認結果より、VMP1端子周辺の基板上より発熱し、

・型式 ： RD7 ・ 返却状態、基板の状態を確認した結果、VMP1端子周辺に発熱に 認められます。 VMP1端子が脱落（溶断）して電源供給がされなくなり、溶損の進行が

・フレームNo. ： SHSRD78536U444819 よる著しい損傷が認められ、VMP1とVBU端子が欠落しておりました。 ・ コネクタベース取り外しによる実体観察の結果、VMP1,VBU,SVCC, 終了したものと考えられます。

・通称名 ： CR-V PG1,IGN,DR-端子部の基板に損傷が認められます。 ・ 発熱の要因は、基板上の痕跡・分析結果より、糖や電解質を含む液体が

・登録年月日 ： 2006年8月21日 基板上のVMP1端子に繋がっているパターン周辺に付着して、

・発生年月日 ： 2011年11月28日 隣接するGND端子とリークしたと考えられます。

・発生場所 ： 市場

・発生件数 ： 1件

・走行距離 ： 114,206Mile

・発生時の状況 ：

パワーウィンドウ・マスタースイッチが効きが悪い、効かない

パワーウィンドウ・マスタースイッチとドライバードア・ワイヤーハーネスの (2) 付着物の確認

コネクタが溶損していた ・ 基板を確認した結果、変色、及び白色異物が認められます。

・オムロン生産工場 ： オムロン イギリス工場 ・ 異物分析した結果、電解質成分及びはんだ成分が認められました。

・返却品LOT ： 2966E1（2006年6月29日生産） ・ ケース表面および基板表面より糖が認められました。

・返却品受領日 ： 2012年2月6日 ※付着物の状態や分析結果は添付資料1、別紙をご参照ください

１．推定要因

　VMP1端子を中心に溶損した本不具合は、何らかの要因により当該箇所にて 【発生メカニズム】

電気的ショート状態→発熱したものと考えます。

　ショート状態となった要因は、返却品に液体痕跡が認められることより、

液体によるマイグレーション現象（金属移行）によって基板上に析出物による

回路が形成され、トラッキング現象（局部発熱）が発生したものと考えます。

２．発熱要因

　不具合箇所への液体供給及び連続通電により、塩水滴下した際に返却品と

酷似した状態が発生することを確認しました。※35750-S5A類似機種の結果より

　また、溶損要因のパターンGap（間隔）についてテストを行い調査を行った結果、

パターンGapが1.5mm以内であると溶損発生の可能性があることを確認しました。

３．発生メカニズム

以上の調査結果より、溶損発生メカニズムは右記流れによると考えます。

※詳細は添付資料2 p.6をご参照ください

ナゼ・ナゼ分析

原本保存期限：　　　　　　年　　　　月

源流へのフィードバック　（体制・仕組みへの反映内容）

原因の究明　（発生のメカニズム・再現テスト・ナゼナゼ分析）

２ ４

適切な対策　（対策内容、効果予想、PPA）

内
容

ステップ

発
生

液体が滞留してマイグレーション
現象が起きた

田中 岡崎 五十君

●　P/W内部に浸入した液体が、基板と
　　 リブや端子台間の隙間を液体が
　　 移動し、溶損部に付着した。
●　液体が滞留する部位に+Bパターンと
　　 GNDランド端子が1.5mm以内に隣接する

対策効果の確認　（効果確認）

５

作成審査承認
12. 3.4 12. 3.4 12. 3.4

テーマ

事実の把握　（部品の確認結果・要因分析・生産品の品質状況）

部　番

部品名

パワーウインドウマスタースイッチ溶損

35750-S9A-C040-M2 （当社型式：C8H-H42-BO2S-UK）

POWER WINDOW MASTER SWITCH

解析記録　　　　　〔　解　析　レ　ポ　ー　ト　〕

発生状況 （現象･訴え内容・発生件数・処置内容）

糖や電解質を含む多量の液体が
P/Wにかかった
※３～５の繰り返し

流
出

１ ３

基板上の+Bパターン－GNDランド
間の絶縁抵抗か低下し、リーク電

流が流れた基板からの発熱・溶損

作
成
部
門

添付資料2　p.2をご参照ください

添付資料2　p.3～5をご参照ください

基板全景（部品面） 基板全景（はんだ面）

基板部品面_コネクタ部拡大

コネクタベース取り外し状態

VMP1端子に繋がっているパターン周辺にPG1端子（GND）が存在
パターンGap：約0.5mm

繰
り
返
し

発熱が維持・拡大して溶損する

発熱が1000℃以上に達し、
電源供給しているVMP1端子（銅）が溶融する

基板とリブや端子台間の
狭い隙間を液体が移動する(図2,3)

液体が滞留する部位に+Bパターンと
GNDランドが1.5mm以内に隣接している

+BパターンとGNDランド間に液体が滞留し、
マイグレーション現象が生じる

＋BパターンとGNDランド間の絶縁抵抗が低下し、
リーク電流が流れジュール熱により発熱する

糖や電解質を含む多量の液体がP/Wに被水

ケース煙突部から液体が製品内部に侵入(図1)

VMP1端子が基板から脱落し、電源供給されなくなる
（発熱停止、P/W機能せず）

基板はんだ面_コネクタ部拡大

●

●

PG1
（GND）

VMP1
（+B）

コネクタ部_ソフトX線写真

VMP1
DR-

IGN
PG1

VMP1 VBU SVCC
VMP1

VMP1とVBU
端子が欠落

VMP1
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1

添付資料１

（返却現品（付着物）の調査結果）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2

JP309710
テキストボックス
06M CR-V Connector Heat damage  

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Melting of Power Window Master Switch 

JP309710
テキストボックス
Part Name

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Attached Document No.1

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of returned part (attached substances)



2

・PWSケースに多量の塵埃付着が認められる。

・基板を確認した結果、変色、及び白色異物が認められる。

・コネクタベースを取り外し基板の状態を確認した結果、変色及び白色異物が認められる。

PWS全景_01

PWS全景_02

基板全景（部品面）

基板全景（はんだ面）

返却現品の調査結果

～外観調査～

多量の塵埃が付着 基板の外周、及びケー

 
スリブ上に変色、白色

 
異物の付着が認められ

 
る。

※詳細は次シートをご

 
参照ください

基板の外周、及びカ

 
バーリブ上に変色や白

 
色異物の付着が認めら

 
れる。

コネクタベース－基板

 
間に基板変色及び白

 
色異物を確認

※詳細は次シートをご

 
参照ください

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Appearance

JP309710
テキストボックス
・A great amount of dust was attached to the PWS case.

JP309710
テキストボックス
・A great amount of dust was attached to the PWS case.

JP309710
テキストボックス
・Discoloration and white abnormal substances were confirmed as a result of PCB check.

JP309710
テキストボックス
・Discoloration and white abnormal substances were confirmed when the connector base was removed to check     the PCB condition.

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB_01

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB_02

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Component side)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Discoloration and attachment of  white abnormal substances are confirmed on the outer circumstances and the case rib.*Please refer to next page for details.

JP309710
テキストボックス
Discoloration and attachment of  white abnormal substances are confirmed on the outer circumstances and the case rib. Discoloration of the PCB and attachment of white abnormal substances are confirmed between the connector base and PCB.*Please refer to next page for details.
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返却現品の調査結果

～外観調査～

箇所A

箇所B

箇所C

基板全景（はんだ面）

箇所A 箇所B

箇所C

基板変色

基板全景（部品面）

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Appearance

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Component side)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Area C

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB at the case rib and attachment of the white abnormal substance

JP309710
テキストボックス
Area C

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB at the case rib and attachment of the white abnormal substance
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返却現品の調査結果

～外観調査～

基板はんだ面

 

コネクタ部（コネクタベース取り外し）

基板変色、白色異物が認められる

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Appearance

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB and attachment of  white abnormal substances are confirmed 

JP309710
テキストボックス
Soldering side of the PCB (With connector base removed)
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B部

返却現品の調査結果

～付着物

 

成分分析～

コネクタベース下部の液体痕跡

基板はんだ面の液体痕跡

A部

測定箇所 検出元素 イオン成分

A部 C, O, Na, Cl, K Na,Cl

B部 C, O, Cu, Mg, Al, Pb, Sn,Cl Mg,Cl

・基板上の白色異物より、電解質成分と金属成分（はんだ、銅）が検出された。

A部測定箇所 A部のスペクトル

B部測定箇所 B部のスペクトル

【分析方法】付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定した。

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Component Analysis of the attached substances

JP309710
テキストボックス
・Electrolyte and metal components (solder and copper) are confirmed from the white abnormal substances on the PCB

JP309710
テキストボックス
(Analysis method) Collect an attached substance, attach it on the carbon tape, them measure with the SEM/EDX.

JP309710
テキストボックス
Area

JP309710
テキストボックス
Detected element

JP309710
テキストボックス
Ion component

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Evidence of liquid on the soldering side of the PCB

JP309710
テキストボックス
Evidence of liquid under the connector base

JP309710
テキストボックス
Measuring Area  A

JP309710
テキストボックス
Measuring Area  B

JP309710
テキストボックス
Spectrum of Area A

JP309710
テキストボックス
Spectrum of Area B
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返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・ケース表面、及び基板表面よりスクロース（糖）が検出された。(別紙をご参照ください)

測定箇所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

糖の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
・Sucrose was confirmed on the surface of the case and PCB. (Refer to the attached document.)

JP309710
テキストボックス
Measuring Area

JP309710
テキストボックス
Actual Failed Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Top side

JP309710
テキストボックス
Under side

JP309710
テキストボックス
Existance of Sucrose

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
Yes

JP309710
テキストボックス
Yes

JP309710
テキストボックス
Existence of sugar in attached substances



7

返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・コネクタ下部の基板表面よりブドウ糖及びショ糖が検出された。

⑬

⑭
基板全景（はんだ面）

基板全景（部品面）

測定箇所 ⑬ ⑭

糖の有無 無 有（ブドウ糖、ショ糖）

⑬のクロマトグラム ⑭のクロマトグラム

【分析方法】0.5mLの水で抽出・濾過した溶液について、高速液体クロ

 
マトグラフ法によりクロマトグラムを測定した。

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Existence of sugar in attached substances

JP309710
テキストボックス
・Sucrose and Glucose were confirmed on the surface of the PCB under connectors

JP309710
テキストボックス
Measuring Area

JP309710
テキストボックス
Existence of Suger

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
Yes (Sucrose and Glucose)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Component side)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
(Analysis method)Chromatographic measurement (High-performance liquid chromatography) was applied to the solution which was derived and filtered with 0.5mL water.

JP309710
テキストボックス
Chromatograph of ⑬

JP309710
テキストボックス
Chromatograph of ⑭

JP309710
テキストボックス
Hold time (min)

JP309710
テキストボックス
Electric Charge (nC)

JP309710
テキストボックス
Electric Charge (nC)

JP309710
テキストボックス
Hold time (min)

JP309710
引き出し線
1 Glucose13.210

JP309710
引き出し線
3 Sucrose17.077
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添付資料１

（返却現品（付着物）の調査結果）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2



2

・PWSケースに多量の塵埃付着が認められる。

・基板を確認した結果、変色、及び白色異物が認められる。

・コネクタベースを取り外し基板の状態を確認した結果、変色及び白色異物が認められる。

PWS全景_01

PWS全景_02

基板全景（部品面）

基板全景（はんだ面）

返却現品の調査結果

～外観調査～

多量の塵埃が付着 基板の外周、及びケー

 
スリブ上に変色、白色

 
異物の付着が認められ

 
る。

※詳細は次シートをご

 
参照ください

基板の外周、及びカ

 
バーリブ上に変色や白

 
色異物の付着が認めら

 
れる。

コネクタベース－基板

 
間に基板変色及び白

 
色異物を確認

※詳細は次シートをご

 
参照ください
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返却現品の調査結果

～外観調査～

箇所A

箇所B

箇所C

基板全景（はんだ面）

箇所A 箇所B

箇所C

基板変色

基板全景（部品面）

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着



4

返却現品の調査結果

～外観調査～

基板はんだ面

 

コネクタ部（コネクタベース取り外し）

基板変色、白色異物が認められる
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B部

返却現品の調査結果

～付着物

 

成分分析～

コネクタベース下部の液体痕跡

基板はんだ面の液体痕跡

A部

測定箇所 検出元素 イオン成分

A部 C, O, Na, Cl, K Na,Cl

B部 C, O, Cu, Mg, Al, Pb, Sn,Cl Mg,Cl

・基板上の白色異物より、電解質成分と金属成分（はんだ、銅）が検出された。

A部測定箇所 A部のスペクトル

B部測定箇所 B部のスペクトル

【分析方法】付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定した。
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返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・ケース表面、及び基板表面よりスクロース（糖）が検出された。(別紙をご参照ください)

測定箇所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

糖の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有
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返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・コネクタ下部の基板表面よりブドウ糖及びショ糖が検出された。

⑬

⑭
基板全景（はんだ面）

基板全景（部品面）

測定箇所 ⑬ ⑭

糖の有無 無 有（ブドウ糖、ショ糖）

⑬のクロマトグラム ⑭のクロマトグラム

【分析方法】0.5mLの水で抽出・濾過した溶液について、高速液体クロ

 
マトグラフ法によりクロマトグラムを測定した。
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添付資料２

（発生要因）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2

JP309710
テキストボックス
06M CR-V Connector Heat damage  

JP309710
テキストボックス
Melting of Power Window Master Switch 

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Part Name

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Attached Document No.2

JP309710
テキストボックス
(Occurrence Cause)
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発生要因

～推定要因～

VMP1端子を中心に溶損した本不具合は、何らかの要因により当該箇所にて

 
電気的ショート状態→発熱したものと考えます。

ショート状態となった要因は、返却品に液体痕跡が認められることより、液体によるマイグレーション現象（金属移行）

 
によって基板上に析出物による回路が形成され、トラッキング現象（局部発熱）が発生したものと考えます。

ケースケース

ＰＷＢＰＷＢ

カバーカバー

コネクタコネクタ

 
ベースベース

基板パターン図

返却品

 

基板

上部の+B-GNDが隣接している間にて

 
マイグレーション、トラッキングが

 
発生したものと推定

パターンGap：約0.5mm（MIN）

拡大

●

●GND

+B

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Assumed Caused

JP309710
テキストボックス
Connector base

JP309710
テキストボックス
Cover

JP309710
テキストボックス
Case

JP309710
テキストボックス
PCB Pattern Figure

JP309710
テキストボックス
Returned PCB

JP309710
テキストボックス
Enlarged

JP309710
テキストボックス
We figured migration and tracking occurred between +B and GND that are closely set as shown above Pattern Gap: Approx. 0.5mm (MIN)

JP309710
テキストボックス
Melting occurred around the VMP1 terminal may be caused by electrical short that led to heat generation.From the evidence of liquid confirmed on the returned part, it was considered that the short was occurred because of tracking (local heating) caused by the circuit with materials educed from the migration (metal transfer).
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◆溶損テスト結果

サンプル1台につきまして、返却品と酷似した溶損が発生しました。

※結果一覧はp.4をご参照ください

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～

◆結論

溶損が起きたテストサンプルは、返却品損傷箇所のVMP1端子を中心とした溶損が発生したことより、

 
返却品と類似した不具合が再現できたものと考えます。

溶損不具合は、基板上の+B（VMP1）とGNDパターンのイオンマイグレーションが進行したことで

 
発生したものと判断致します。

VMP1

液体供給用に

 
カバーを除去

VMP1端子を中心に溶損

 
(VMP1端子は通電中に脱落)

コネクタベース

 
取り外し

コネクタベース-基板間のVMP1,VBU,PLSB,DR-

 
周辺

 

基板パターン消失

35750-S5A類似機種のテスト結果

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Heat damage test by repeatedly dropping liquids 

JP309710
テキストボックス
Test results using model similar to 35750-S5A

JP309710
テキストボックス
With the connector base removed

JP309710
テキストボックス
Loss of PCB pattern around VMP1, VBU, PLSB, and DR- between connector base and PCB 

JP309710
テキストボックス
Melting occurred around the VMP1 terminal (VMP1 terminal itself came off during current application)

JP309710
テキストボックス
Heat damage test results

JP309710
テキストボックス
Conclusion

JP309710
テキストボックス
Melting similar to returned part was occurred to one test sample. * Please see page 4 for details.

JP309710
テキストボックス
Removed the cover for liquid dropping  

JP309710
テキストボックス
We figured the melting of the test sample was very similar to returned parts because it was occurred from around the VMP1 terminal as the returned parts.We also find that the heat damage was caused by advanced ion migration between +B (VMP1)  and GND pattern.
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試験条件

 

：

・実車取り付け相当（水平）

 
・試験温度

 

15℃、湿度40%

 
・焼損の激しいVMP1,VBU,PLSB,DR-端子（基板-コネクタ

 
ベース間）に液体を注入し、通電する。

 
・液体は塩水5%（純水）、水道水を使用

 
※塩水滴下は1回のみ、その後は純水を滴下

 
・通電は+B:VMP1、GND:DR-にハーネスを接続して行う

 
・電源はバッテリーを使用（試験前後に12V以上あることを確認）

No 液体 結果 再現性

1 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

2 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

3 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

4 塩水(5%) 34時間後に溶損再現（返却品と状態酷似） ○

5 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

6 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

結果一覧

 

：

基板-コネクタベース間にスポイ

 
トにて液体を連続補給（供給は

 
30分~60分毎に実施）

VMP1(+B)、DR-(GND)を

 
連続通電

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～ 35750-S5A類似機種のテスト結果

JP309710
テキストボックス
Heat damage test by repeatedly dropping liquids 

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Test results using model similar to 35750-S5A

JP309710
テキストボックス
Test condition: 

JP309710
テキストボックス
Tap water 

JP309710
テキストボックス
Tap water 

JP309710
テキストボックス
Tap water 

JP309710
テキストボックス
Salt water (5%) 

JP309710
テキストボックス
Salt water (5%) 

JP309710
テキストボックス
Salt water (5%) 

JP309710
テキストボックス
Liquid 

JP309710
テキストボックス
Test Result 

JP309710
テキストボックス
Reproducibility

JP309710
テキストボックス
Test Result 

JP309710
テキストボックス
・Position similar to the ones installed on the actual vehicle (on the level)・Test temperature: 15%, humidity: 40%・Drop liquids on VMP1, VBU, PLSB, and DR - terminals between PCB and base and apply current.・Use 5% salt water(pure water) and tap water for liquids.                        *For tests using salt water, drop salt water only once, followed by pure water.・Connect harness to +B:VMP1 and GND:DR- to apply current.・Use the battery for power source (Make sure it is above 12V before/after the tests)

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Heat damage very similar to returned part was reproduced after 34hrs

JP309710
テキストボックス
Apply continuous current to VMP (+B), DR-(GND)

JP309710
テキストボックス
Repeatedly supply liquids between PCB and connector base using a dropper. (Dropping shall be performed every 30 to 60 mins.)
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【実験内容】

 
①試験水

 

：濃度5%のNaCl水溶液

 
②滴下量

 

：28ｍｇ/回

 
③滴下間隔：30～60分（乾いたら随時

 

最大1回/30分 ）

 
④試験電圧

 

：12V 
⑤ ギャップ長

 

： 1.0～1.5mm間で0.1mm間隔にて実施

 
⑥N数 ：各Gap N=4 
⑦試験時間：13時間

 

※火花が発生した場合はその時点で終了する

 
⑧ランド形状

 

：2.5×2.5[mm^2]

【実験結果】

溶損要因のパターンGap（間隔）についてテストを行い調査を行いました。

（滴下の目安）

Gap距離 発火件数（発生数/実施数） 火花発生までの時間 火花発生時の最大電流

1.0ｍｍ 4／4 N＝4全てが30分以内 3.6A

1.1ｍｍ 2／4 N＝2が60～90分 3.5A

1.2ｍｍ 3／4 N＝3が30～120分 3.3A

1.3ｍｍ 0／4 － -

1.5ｍｍ 0／4 － -

Gap距離と火花発生は強い相関関係があり、火花発生有無のスレッシュは1.2mm付近に存在す

 ると考えられますが、N数が少ないことより1.5mm以内は溶損発生の可能性があると考えます。

 （火花発生＝溶損発生の可能性有り）

発生要因

～パターンGapと溶損の関連性～

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Relationship between pattern gap and melting damage

JP309710
テキストボックス
We conducted tests and investigations on pattern gap which considered to be the melting cause.

JP309710
テキストボックス
  Gap length

JP309710
テキストボックス
Test condition: 

JP309710
テキストボックス
Liquid 

JP309710
テキストボックス
5% concentrated NaCl water solution

JP309710
テキストボックス
Drop volume

JP309710
テキストボックス
28mg/time

JP309710
テキストボックス
Dropping interval: Every 30 to 60mins (as test sample gets dry, Max 1drop/30min)

JP309710
テキストボックス
Test voltage

JP309710
テキストボックス
Gap length

JP309710
テキストボックス
Between 1.0 to 1.5mm with 0.1 interval

JP309710
テキストボックス
Number of testing

JP309710
テキストボックス
Testing time: 13 hrs         

JP309710
テキストボックス
Land shape

JP309710
テキストボックス
N=4 for each gap

JP309710
テキストボックス
(Drop target)

JP309710
テキストボックス
 *Stop test if a spark occurs

JP309710
テキストボックス
Number of fire (occurrence/testing number)

JP309710
テキストボックス
Time to spark occurrence

JP309710
テキストボックス
Max voltage at the time of spark occurrence

JP309710
テキストボックス
Test results

JP309710
テキストボックス
There seemed a strong correlation between gap length and spark occurrence, and threshold of spark occurrence is considered to be somewhere around 1.2mm gap. Since the number of testing is small, we figured gaps within 1.5mm have a possibility of melting. (Spark occurrence=Possibility of melting)

JP309710
テキストボックス
Within 30mins for all 4 samples

JP309710
テキストボックス
60 to 90mins for 2 samples

JP309710
テキストボックス
30 to 120mins for 3 samples
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発生要因

～発生メカニズム～

発熱が維持・拡大して溶損する

繰
り
返
し

発熱が1000℃以上に達し、
電源供給しているVMP1端子（銅）が溶融する

VMP1端子が基板から脱落し、電源供給されなくなる
（発熱停止、P/W機能せず）

基板とリブや端子台間の
狭い隙間を液体が移動する(図2,3)

液体が滞留する部位に+Bパターンと
GNDランドが1.5mm以内に隣接している

+BパターンとGNDランド間に液体が滞留し、
マイグレーション現象が生じる

+BパターンとGNDランド間の絶縁抵抗が低下し、
リーク電流が流れジュール熱により発熱する

糖や電解質を含む多量の液体がP/Wに被水

ケース煙突部から液体が製品内部に侵入(図1)

集中被水

通常被水時 被水過多時

図1

図2

A 

A 

端子台

ケースリブ

端子

留めビス

SECT. AA

基板

図3

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Occurrence mechanism

JP309710
テキストボックス
P/W is showered with considerable amount of liquid containing sugar or electrolyte 

JP309710
テキストボックス
Liquid enters inside the SW from projected area of the case. (Figure 1)

JP309710
テキストボックス
Liquid moves narrow space between PCB and rib and between PCB and terminal block. (Figure 2 and 3)

JP309710
テキストボックス
Liquid accumulates to where +B pattern and GND land are closely set with gap below 1.5mm

JP309710
テキストボックス
Liquid accumulates between +B pattern and GND land, and migration occurs.

JP309710
テキストボックス
Insulation resistance between +B pattern and GND land become poor and leak current flows to cause joule heat.

JP309710
テキストボックス
Heat maintains/spreads to cause melting.

JP309710
テキストボックス
when heat reaches 1000℃, VMP1 terminal (copper), which supplies power to the SW, starts to melt. 

JP309710
テキストボックス
VMP1 terminal comes off of the PCB and unable power supply. (Heating stops, F/W malfunction occurs)

JP309710
テキストボックス
Normal shower

JP309710
テキストボックス
Concentrated shower

JP309710
テキストボックス
Over shower

JP309710
テキストボックス
Figure 1

JP309710
テキストボックス
Figure 2

JP309710
テキストボックス
Figure 3

JP309710
テキストボックス
PCB

JP309710
テキストボックス
Terminal

JP309710
テキストボックス
Terminal block

JP309710
テキストボックス
Case rib

JP309710
テキストボックス
Screw

JP309710
テキストボックス
Repeat
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添付資料２

（発生要因）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2
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発生要因

～推定要因～

VMP1端子を中心に溶損した本不具合は、何らかの要因により当該箇所にて

 
電気的ショート状態→発熱したものと考えます。

ショート状態となった要因は、返却品に液体痕跡が認められることより、液体によるマイグレーション現象（金属移行）

 
によって基板上に析出物による回路が形成され、トラッキング現象（局部発熱）が発生したものと考えます。

ケースケース

ＰＷＢＰＷＢ

カバーカバー

コネクタコネクタ

 
ベースベース

基板パターン図

返却品

 

基板

上部の+B-GNDが隣接している間にて

 
マイグレーション、トラッキングが

 
発生したものと推定

パターンGap：約0.5mm（MIN）

拡大

●

●GND

+B
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◆溶損テスト結果

サンプル1台につきまして、返却品と酷似した溶損が発生しました。

※結果一覧はp.4をご参照ください

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～

◆結論

溶損が起きたテストサンプルは、返却品損傷箇所のVMP1端子を中心とした溶損が発生したことより、

 
返却品と類似した不具合が再現できたものと考えます。

溶損不具合は、基板上の+B（VMP1）とGNDパターンのイオンマイグレーションが進行したことで

 
発生したものと判断致します。

VMP1

液体供給用に

 
カバーを除去

VMP1端子を中心に溶損

 
(VMP1端子は通電中に脱落)

コネクタベース

 
取り外し

コネクタベース-基板間のVMP1,VBU,PLSB,DR-

 
周辺

 

基板パターン消失

35750-S5A類似機種のテスト結果
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試験条件

 

：

・実車取り付け相当（水平）

 
・試験温度

 

15℃、湿度40%

 
・焼損の激しいVMP1,VBU,PLSB,DR-端子（基板-コネクタ

 
ベース間）に液体を注入し、通電する。

 
・液体は塩水5%（純水）、水道水を使用

 
※塩水滴下は1回のみ、その後は純水を滴下

 
・通電は+B:VMP1、GND:DR-にハーネスを接続して行う

 
・電源はバッテリーを使用（試験前後に12V以上あることを確認）

No 液体 結果 再現性

1 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

2 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

3 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

4 塩水(5%) 34時間後に溶損再現（返却品と状態酷似） ○

5 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

6 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

結果一覧

 

：

基板-コネクタベース間にスポイ

 
トにて液体を連続補給（供給は

 
30分~60分毎に実施）

VMP1(+B)、DR-(GND)を

 
連続通電

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～ 35750-S5A類似機種のテスト結果
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【実験内容】

 
①試験水

 

：濃度5%のNaCl水溶液

 
②滴下量

 

：28ｍｇ/回

 
③滴下間隔：30～60分（乾いたら随時

 

最大1回/30分 ）

 
④試験電圧

 

：12V 
⑤ ギャップ長

 

： 1.0～1.5mm間で0.1mm間隔にて実施

 
⑥N数 ：各Gap N=4 
⑦試験時間：13時間

 

※火花が発生した場合はその時点で終了する

 
⑧ランド形状

 

：2.5×2.5[mm^2]

【実験結果】

溶損要因のパターンGap（間隔）についてテストを行い調査を行いました。

（滴下の目安）

Gap距離 発火件数（発生数/実施数） 火花発生までの時間 火花発生時の最大電流

1.0ｍｍ 4／4 N＝4全てが30分以内 3.6A

1.1ｍｍ 2／4 N＝2が60～90分 3.5A

1.2ｍｍ 3／4 N＝3が30～120分 3.3A

1.3ｍｍ 0／4 － -

1.5ｍｍ 0／4 － -

Gap距離と火花発生は強い相関関係があり、火花発生有無のスレッシュは1.2mm付近に存在す

 ると考えられますが、N数が少ないことより1.5mm以内は溶損発生の可能性があると考えます。

 （火花発生＝溶損発生の可能性有り）

発生要因

～パターンGapと溶損の関連性～
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発生要因

～発生メカニズム～

発熱が維持・拡大して溶損する

繰
り
返
し

発熱が1000℃以上に達し、
電源供給しているVMP1端子（銅）が溶融する

VMP1端子が基板から脱落し、電源供給されなくなる
（発熱停止、P/W機能せず）

基板とリブや端子台間の
狭い隙間を液体が移動する(図2,3)

液体が滞留する部位に+Bパターンと
GNDランドが1.5mm以内に隣接している

+BパターンとGNDランド間に液体が滞留し、
マイグレーション現象が生じる

+BパターンとGNDランド間の絶縁抵抗が低下し、
リーク電流が流れジュール熱により発熱する

糖や電解質を含む多量の液体がP/Wに被水

ケース煙突部から液体が製品内部に侵入(図1)

集中被水

通常被水時 被水過多時

図1

図2

A 

A 

端子台

ケースリブ

端子

留めビス

SECT. AA

基板

図3
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2006/3/90936E1C8H-H42-BO2SUS48969mile2010/3/102006/5/302006/4/6SHSRD789
16U430582

RD735750-S9A-C04

2006/6/70766E1C8H-H42-BO2SUS48932mile2010/2/242006/7/242006/6/21SHSRD788
26U440173

RD735750-S9A-C04

2005/12/707Z5E1C8H-H42-BO2SUS66200mile2010/1/252006/2/252005/12/22SHSRD788
86U421451

RD735750-S9A-C04

生産日ロットオムロン形式発生地区走行距離修理受付日保証登録日車両製造日VIN型式部品番号

◆車両情報、現品情報

◆返却現品確認結果一覧

PG1端子

PG1端子

PG1端子

発熱元

○

○

○

イオン成分

検出有無

コネクタベース下

コネクタベース下

コネクタベース下

場所

CR-V

CR-V

CR-V

車種

GND側

VMP1パターン

VMP1パターン

VMP1パターン

+側

H42

H42

H42

基板AW

分類

35750-S9A-C04SHSRD78916U
430582

35750-S9A-C04SHSRD78826U
440173

35750-S9A-C04SHSRD78886U
421451

部品番号Vin No.

JP309710
テキストボックス
part number

JP309710
テキストボックス
Type

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Warranty registration date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
Production date

JP309710
テキストボックス
Occurrence Country

JP309710
テキストボックス
Omron designated type

JP309710
テキストボックス
Repair Receipt Date

JP309710
テキストボックス
part number

JP309710
テキストボックス
Model

JP309710
テキストボックス
Vehicle & Returned part information

JP309710
テキストボックス
Returned part verification result list

JP309710
テキストボックス
Location

JP309710
テキストボックス
＋ side

JP309710
テキストボックス
GND side

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Under　connector base

JP309710
テキストボックス
Under　connector base

JP309710
テキストボックス
Under　connector base

JP309710
テキストボックス
PCB　AW　classification

JP309710
テキストボックス
VMP1 Pattern

JP309710
テキストボックス
VMP1 Pattern

JP309710
テキストボックス
VMP1 Pattern

JP309710
テキストボックス
Ion Component detection

JP309710
テキストボックス
Heat source

JP309710
テキストボックス
○=Detected
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各返却現品の状態（写真）

JP309710
テキストボックス
Conditions of respective returned defective parts(Pictures)
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 7

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78886U

： 2005.12.22

： 2006.2.25

： 2010.1.25

： 66200mile

： C8H-H42-BO2S

： 07Z5E1

： AQU-100525-008

JP309710
テキストボックス
Honda control No.

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Registration date

JP309710
テキストボックス
Occurrence date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
OC designated control No.

JP309710
テキストボックス
OC designated type
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VMP1 VBU SVCC

IGN DR-PG1

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元

JP309710
テキストボックス
PCB　AW Category: H42

JP309710
テキストボックス
VMP１pattern

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Solderingside

JP309710
テキストボックス
Threaded hole

JP309710
テキストボックス
Assumed Heat source

JP309710
テキストボックス
Component side
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,S,Cl,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部

B部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,S,C
l,Sn

検出元素：

C,O,Pb,Sn

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
C, O, Na, Al, Si, S, Cl, Pb, and Sn are detected as a result of EDX analysis of the attachment.

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 8

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78826U

： 2006.6.21

： 2006.7.24

： 2010.2.24

： 48932mile

： C8H-H42-BO2S

： 0766E1

： AQU-100525-009

JP309710
テキストボックス
Honda control No.

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Registration date

JP309710
テキストボックス
Occurrence date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
OC designated type

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
OC designated control No.
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はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元

JP309710
テキストボックス
PCB　AW Category: H42

JP309710
テキストボックス
Component side

JP309710
テキストボックス
Solderingside

JP309710
テキストボックス
VMP１pattern

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Assumed Heat source

JP309710
テキストボックス
Threaded hole
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部

A部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,Pb,
Cl,Sn

JP309710
テキストボックス
C, O, Na, Al, Si, Cl, Pb, and Sn are detected as a result of EDX analysis of the attachment.

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Detected element:
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 9

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78916U

： 2006.4.6

： 2006.5.30

： 2010.3.10

： 48969mile

： C8H-H42-BO2S

： 0936E1

： AQU-100525-010

JP309710
テキストボックス
Honda control No.

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Registration date

JP309710
テキストボックス
Occurrence date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
OC designated type

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
OC designated control No.
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PG1

VMP1 VBU

IGN

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元

JP309710
テキストボックス
PCB　AW Category: H42

JP309710
テキストボックス
Component side

JP309710
テキストボックス
Solderingside

JP309710
テキストボックス
VMP１pattern

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Assumed Heat source

JP309710
テキストボックス
Threaded hole
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付着物のEDX分析結果、C,O,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部
B部

検出元素：

C,O,Al,Si,Cl,Sn

検出元素：

C,O,Cu,Si,Pb,Cl,S
n

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
C, O, Al, Si, Cl, Cu, Pb, and Sn are detected as a result of EDX analysis of the attachment.
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2006/3/90936E1C8H-H42-BO2SUS48969mile2010/3/102006/5/302006/4/6SHSRD789
16U

RD735750-S9A-C04

2006/6/70766E1C8H-H42-BO2SUS48932mile2010/2/242006/7/242006/6/21SHSRD788
26U

RD735750-S9A-C04

2005/12/707Z5E1C8H-H42-BO2SUS66200mile2010/1/252006/2/252005/12/22SHSRD788
86U

RD735750-S9A-C04

生産日ロットオムロン形式発生地区走行距離修理受付日保証登録日車両製造日VIN型式部品番号

◆車両情報、現品情報

◆返却現品確認結果一覧

PG1端子

PG1端子

PG1端子

発熱元

○

○

○

イオン成分

検出有無

コネクタベース下

コネクタベース下

コネクタベース下

場所

CR-V

CR-V

CR-V

車種

GND側

VMP1パターン

VMP1パターン

VMP1パターン

+側

H42

H42

H42

基板AW

分類

35750-S9A-C04SHSRD78916U

35750-S9A-C04SHSRD78826U

35750-S9A-C04SHSRD78886U

部品番号Vin No.
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各返却現品の状態（写真）
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 7

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78886U

： 2005.12.22

： 2006.2.25

： 2010.1.25

： 66200mile

： C8H-H42-BO2S

： 07Z5E1

： AQU-100525-008
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VMP1 VBU SVCC

IGN DR-PG1

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,S,Cl,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部

B部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,S,C
l,Sn

検出元素：

C,O,Pb,Sn
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 8

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78826U

： 2006.6.21

： 2006.7.24

： 2010.2.24

： 48932mile

： C8H-H42-BO2S

： 0766E1

： AQU-100525-009
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はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部

A部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,Pb,
Cl,Sn



11© Copyright OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 2012, All Rights Reserved. 

CONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIAL

ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 9

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78916U

： 2006.4.6

： 2006.5.30

： 2010.3.10

： 48969mile

： C8H-H42-BO2S

： 0936E1

： AQU-100525-010



12© Copyright OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 2012, All Rights Reserved. 

CONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIAL



13© Copyright OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 2012, All Rights Reserved. 

CONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIAL

PG1

VMP1 VBU

IGN

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元
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付着物のEDX分析結果、C,O,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部
B部

検出元素：

C,O,Al,Si,Cl,Sn

検出元素：

C,O,Cu,Si,Pb,Cl,S
n
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Auto Quality Analysis Office
Auto Quality Innovation Division
Quality Innovation Center
Honda Motor Co., Ltd.

Dear Mr. Matsumoto,

Thank you for your continued business.
I am Osamu Isogimi from Quality Assurrance Dept. of
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.

Attached is an analysis report on the subject matter.

Please confirm.

Best regards, 
Osamu Isogimi

™š™š™š™š™š™š™š™š™š™
Osamu Isogimi

OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
Quality Management Division
Quality Assurance Department
Quality Assurance Section2

6368 NENJO-ZAKA,OKUSA,
KOMAKI-CITY,AICHI 485-0802 JAPAN
mailto:osamu_isogimi@ssa.omron.co.jp
PHONEF+81-568-78-6504
FAX    F+81-568-78-6169
™š™š™š™š™š™š™š™š™š™ 
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ŒÜ\ŒN@C@Osamu Isogimi
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OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
Quality Management Division
Quality Assurance Department
Quality Assurance Section2

§485-0802@ˆ¤’mŒ§¬–qŽs‘å‘”Nãâ6368
6368 NENJO-ZAKA,OKUSA,
KOMAKI-CITY,AICHI 485-0802 JAPAN
mailto:osamu_isogimi@ssa.omron.co.jp
PHONEF+81-568-78-6504
FAX    F+81-568-78-6169
™š™š™š™š™š™š™š™š™š™ 
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Q14, スナップフィット部及びケースとカバーの隙間から
スイッチ内部へ液体が浸入したため、＋ＢとＧＮＤ間で
マイグレーションが起きて絶縁性が低下し、スイッチ
内部が発熱、溶損に至った。

ホンダがこれまでに実施したテストと同様に溶損の際にスイッチ に電源を
供給している端子が溶融し脱落することで、
電源が絶たれ発熱が終わり発火せず溶損に留まっている。

Because the liquid entered into the switch through the snap-fit part and from 
between case and cover, migration occured between +B and GND to cause 
poor insulation and lead to a heat generation inside the switch, resulting in 
heat damage. As Honda confirmed with the tests we conducted, the terminal 
which supplies power to the switch melted and came off when the heat 
damage occurred, so neither a fire or a spreading fire did occur.
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_Material analysis report 



JP309710
テキストボックス
Group Investigation and Analysis report

JP309710
テキストボックス
Conclusion

JP309710
テキストボックス
Object

JP309710
テキストボックス
Note: Melting was confirmed at the joint of power window master switch and wire harness

JP309710
テキストボックス
Symptom Code:

JP309710
テキストボックス
Returned Part:

JP309710
テキストボックス
Occurrence Date: 11/20/2011

JP309710
テキストボックス
Registration Date: 08/21/2006

JP309710
テキストボックス
Type

JP309710
テキストボックス
Part Name

JP309710
テキストボックス
Part No:

JP309710
テキストボックス
Frame No:

JP309710
テキストボックス
Production date: 07/19/2006

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
Country

JP309710
テキストボックス
Mission No:

JP309710
テキストボックス
Group use

JP309710
テキストボックス
Defective Vehicle Information

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Melting of Driver's Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Approved

JP309710
テキストボックス
Confirmed

JP309710
テキストボックス
Prepared

JP309710
テキストボックス
Approved Control No.

JP309710
テキストボックス
Model Name

JP309710
テキストボックス
Information source/other

JP309710
テキストボックス
06M CR-V (USA) Analysis of attached substances on power window master switch 

JP309710
テキストボックス
Check the presence of suger (drinkable water) in the attached substances on the power window master switch.

JP309710
テキストボックス
Sugar (Sucrose) was confirmed on the defective power window master switch.

JP309710
テキストボックス
Measurement/Testing Method

JP309710
テキストボックス
Date of entry: Jan. 26, 2012

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test date:

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test Location: Inspecting room

JP309710
テキストボックス
Tester

JP309710
テキストボックス
Masaaki Sasai

JP309710
テキストボックス
From Jan.18, 2012 to Jan. 26, 2012

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test part No:

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test part Name: SWITCH ASSY, POWER WINDOW MASTER

JP309710
テキストボックス
Measuring instrument/Test vehicle:

JP309710
テキストボックス
Necessity of Continuance of analysis: No

JP309710
テキストボックス
Judgemental Standard: Presence of Sucrose component in the attached substance 

JP309710
テキストボックス
Measurement/Test method

JP309710
テキストボックス
Digital Microscope (VHX-600, Keyence ),  LC-MS (T100LC, JEOL), Capillary Electrophoresis Measuring System (CAPI-3300, Otsuka Electronics),  Scanning Electron Microscope (JSM-7000F, JEOL)

JP309710
テキストボックス
* Supporting document: Attached

JP309710
テキストボックス
Peak detection of Sucrose component by LC/MS

JP309710
テキストボックス
Material ＆Precise Measurement Section, Electrical System, Material  and Precise Measurement BL, Auto Quality Analysis Office

JP309710
テキストボックス
Severity: B
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管理No.

〔測定・テスト結果〕
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2
5

パワーウィンドウマスター
スイッチ事象品

下側

a部拡大

a

b部拡大

上ケース内側側面に付着物を確認

b

付着物元素分析結果 （SEM/EDX） 質量濃度【％】

付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定。各箇所付着物をそれぞれ3点ずつ測定。

２．付着物元素分析結果

c部拡大 d部拡大

e部拡大 f部拡大 g部拡大

d
c

e
f

ケース上面に付着物を確認

下ケース内面に付着物を確認

上側１．外観観察結果

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所付着物より、上記の元素を検出した。

基板下面リブ接触部に
付着物を確認

g

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

付着物採取箇所 n=3 CCCC OOOO NaNaNaNa MgMgMgMg AlAlAlAl SiSiSiSi PPPP SSSS ClClClCl KKKK CaCaCaCa FeFeFeFe CuCuCuCu ZnZnZnZn SnSnSnSn PbPbPbPb
1 47.7 29.6 0.9 0.8 0.9 3.2 0.8 0.8 5.9 1.0 5.9 0.5 0.3 0.6 - 1.2

2 41.4 25.2 1.0 0.9 1.1 2.9 0.4 0.4 12.8 1.8 7.7 2.7 0.1 - - 1.9

3 49.4 25.8 0.7 0.5 0.4 1.3 0.6 0.8 8.8 1.2 7.0 0.8 0.2 0.2 0.5 1.7

1 34.3 36.9 1.0 0.4 0.7 15.2 0.3 0.5 4.4 1.3 1.8 0.9 0.2 1.0 - 1.0

2 47.1 29.5 1.6 0.5 0.5 1.3 0.6 1.1 6.6 2.2 5.0 0.3 0.3 1.8 0.1 1.4

3 44.9 28.5 1.6 0.9 0.8 2.5 0.4 0.7 7.0 2.7 4.2 1.5 0.3 1.5 0.9 1.7

1 13.9 28.0 3.6 0.8 0.4 0.5 0.2 0.6 7.6 3.0 1.2 - 6.6 - 32.4 1.4

2 13.8 26.6 2.9 0.6 0.4 0.3 0.1 0.8 5.7 3.0 1.2 0.2 5.1 0.4 37.8 1.3

3 13.7 23.9 3.0 1.1 0.5 1.1 0.1 0.7 8.7 3.8 1.8 0.2 5.9 0.2 33.9 1.6

1 41.4 29.8 7.8 0.4 0.4 0.1 0.3 1.2 1.3 3.9 1.4 0.1 10.0 1.0 - 1.0

2 34.4 28.2 3.8 0.6 0.9 0.8 0.7 1.3 2.5 7.4 10.3 0.1 6.7 - 1.3 0.9

3 34.9 26.9 4.8 0.5 0.7 0.2 0.8 0.4 3.0 7.6 5.4 0.2 7.4 0.9 4.1 2.3

1 24.1 25.7 3.1 1.1 0.4 0.3 0.3 0.6 5.2 1.7 1.7 0.1 32.2 1.9 0.1 1.5

2 33.0 24.8 1.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.5 3.8 1.2 1.4 0.2 29.3 1.2 - 1.3

3 55.2 24.6 0.1 4.8 0.2 6.8 0.1 0.1 1.1 0.3 0.8 0.2 4.7 0.1 0.2 0.7

1 16.2 22.0 - 0.2 - 0.1 0.2 3.0 12.0 0.1 3.3 0.3 38.5 1.5 0.4 2.7

2 17.0 22.8 - - 0.2 0.1 0.2 2.8 10.7 0.1 2.9 - 39.3 1.8 - 2.6

3 18.9 23.2 - 0.1 0.1 0.2 0.4 1.2 13.2 - 0.9 0.1 38.6 1.7 - 2.4

1 16.2 27.6 3.7 0.6 0.3 0.4 0.3 0.8 4.5 2.4 0.2 - 10.7 0.7 28.4 3.4

2 16.3 27.5 3.0 0.3 0.4 0.3 - 0.6 3.2 2.1 0.6 - 13.8 0.9 27.7 3.8

3 10.8 24.3 3.9 0.5 0.5 0.3 0.2 0.8 5.5 3.0 0.5 0.4 12.2 0.6 31.2 5.2

上ケース外側表面
堆積物 （a部）

上ケース外側表面
堆積物（b部）

上ケース内側
側面付着物（c部）

下ケース内側
付着物 （g部）

基板下面
付着物 （f部）

基板上面
付着物（e部）

基板上面
付着物（d部）

JP309710
テキストボックス
Appendix

JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
1. Appearance Observation

JP309710
テキストボックス
Defective Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
TOP side

JP309710
テキストボックス
Under side

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area a

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area b

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area c

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area d

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area e

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area f

JP309710
テキストボックス
Enlarged view of area g

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the top side of the case

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the side inside the upper case

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the rib contact area on the  PCB

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the rib contact area under the PCB

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed on the rib contact area on the  PCB

JP309710
テキストボックス
Attached substances confirmed inside the under case

JP309710
テキストボックス
2. Analysis result of attached elements

JP309710
テキストボックス
Collect an attached substance, attach it on the carbon tape, them measure with the SEM/EDX. Measure 3 collected samples for each area.

JP309710
テキストボックス
Elements listed above are confirmed in the attached substances collected from each area of the power window master switch.

JP309710
テキストボックス
Analysis result of attached elements (SEM/EDX)

JP309710
テキストボックス
Collected Area

JP309710
テキストボックス
Mass Concentration (%)

JP309710
テキストボックス
Deposit on the outer surface of the top case (Area a)

JP309710
テキストボックス
Deposit on the outer surface of the top case (Area b)

JP309710
テキストボックス
Substance attached on the side of inner surface of the top case (Area c)

JP309710
テキストボックス
Attached substance on the PCB (Area d)

JP309710
テキストボックス
Attached substance on the PCB (Area e)

JP309710
テキストボックス
Attached substance under the PCB (Area f)

JP309710
テキストボックス
Attached substance inside the under case (Area g)
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付着イオン分析結果 （CE）

測定方法
・基板エッジ部（A部付近）及びケース外側表面（B部）を400µLの超純水で抽出。
・抽出液を濾過し、キャピラリー電気泳動にて測定。

【ppm】

３．付着イオン分析結果

パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

B

A

上側

A

基板及びケース外側表面より上記のイオンが検出された。

下側

抽出箇所 Cl NO3 SO4 ギ酸 酢酸 乳酸 プロピオン酸 NH4 K Ca Na Mg Zn

基板エッジ部 （A部） 24.9 0.3 7.5 4.3 7.7 0.1 4.7 0.9 31.0 3.7 14.2 2.8 0.1

ケース外側表面 （B部） 169.9 2.4 194.6 2.7 44.4 - 21.3 - 377.9 32.8 47.9 37.0 0.7

JP309710
テキストボックス
Appendix

JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
3. Analysis results of attached Ions

JP309710
テキストボックス
Defective Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Ions listed above are confirmed on the PCB and outer surface of the case.

JP309710
テキストボックス
Formic Acid

JP309710
テキストボックス
Acetic Acid

JP309710
テキストボックス
Lactic Acid

JP309710
テキストボックス
Propionic Acid

JP309710
テキストボックス
Analysis results of attached ions (CE)

JP309710
テキストボックス
Outer surface of the case (Area B)

JP309710
テキストボックス
Edges of PCB (Area A)

JP309710
テキストボックス
Measuring Method・Extract samples from edges of the PCB (area A) and outer surface of the case (area B) with 400uL ultrapure water.・Filter the extracted liquid and measure with the Capillary Electrophoresis Measuring System.

JP309710
テキストボックス

JP309710
テキストボックス
Extracted area

JP309710
テキストボックス
Top side

JP309710
テキストボックス
Under side
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測定方法
・基板SW部①～⑤及びケース⑥、⑫部は表面を90%メタノールを染み込ませた布（1×1cm）で拭き取り、
拭き取った布を90%メタノール2mLで抽出・濾過。
・ケース内側SW部⑦～⑩部及び基板⑪部は90%メタノール2mLを掛け流す様に抽出、抽出液を濾過。
・各抽出液を、一晩（15h程度）濃縮しメタノール分を蒸発させ、水分のみとする。
・この溶液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピーク（m/z 365）の有無を確認した。

4
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①

抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）
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４．糖分付着有無確認結果
パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出
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Defective Power Window Master Switch・Wipe surfaces of ① through ⑤ of the PCB SW, ⑥ of the case, and ⑫ with a 1x1cm cloth soaked in 90% methanol. and      extract by 2mL 90% methanol, then filter.・Extract ⑦ through ⑩ of inner case and ⑪ of the PCB by pouring 2ml 90% methanol, then filter the extracted liquid.・Concentrate each extracted liquid for one night (15hrs) and let methanol evaporate .・Measure this liquid with LC/MS and check a peak of Sucrose compound (m/z 365). 
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パワーウィンドウスイッチ各箇所抽出液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピークの有無を確認した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所（⑪、⑫部）より、糖分（スクロース）を検出した。
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抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

質量電荷比（m/z）

スクロース成分を検出

●

スクロース成分は未検出

●
スクロース成分を検出

⑩

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

JP309710
テキストボックス
Sugar (Sucrose) was detected in some parts of power window switch. (Area 11 and 12)

JP309710
テキストボックス
Appendix

JP309710
テキストボックス
Control No.

JP309710
テキストボックス
Measurement/ Test Results

JP309710
テキストボックス
Measure the extracted liquid with LC/MS and check a peak of Sucrose compound.

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound undetected

JP309710
テキストボックス
Peak of Sucrose compound (m/z 365)

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Ionic Strength

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound is detected

JP309710
テキストボックス
Sucrose compound is detected

JP309710
テキストボックス
Standard Sucrose

JP309710
テキストボックス
Analysis Results of Extracted liquid mass(LC/MS)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)

JP309710
テキストボックス
Mass-electric charge ratio (m/z)



EA11-004 

HONDA 

4/27/2012 

Q14 

Analysis Report 



Subject 3/4/2012
Part # Approved Confirmed Prepared

Part name Power Window Master Switch   
Occurrence situation Confirmed Facts 
(Symptoms, Alleged failure, the number of occurrence, C/M) (Parts check results, factor analysis, and the quality of product)
Control number: - 【1. Returned parts verification results】 【2. Outlook on occurrence cause of heat damage 】
Part number: 35750-S9A-C040-M2 (1) Damaged part check

Reg. Date: August 21, 2006
Occ. Date: November 28, 2011
Occ. place: market
Number of occurrence: 1 case
Mileage: 114,206Mile
Problem occurred: 

　

Receipt date of the returnd product: February 6, 2012

of the solderring side

Route cause investigation (Occurrence mechanism, reproducibility test, Why-why analysis) Appropriate C/M (Detailed C/M, effect, PPA)
1. Assumed cause 【Occurrence Mechanism】

2. Heat cause

C/M effectiveness check (Actual record)

3. Occurrence Mechanism

Feedback to Genryu (Reflection to the system and mechanism)

Contents
Outflow

Omron plant: Plant in the U.K.

1Step

Heating and melting from the PCB

2

Melting occurred around the VMP1 terminal may be caused by
electrical short which led to heat generation. From the liquid
mark confirmed on the returned part, it was considered that
the short was occurred because of tracking(local heating)
caused by the circuit with materials educed from the migration
(metal transfer).

The power window  master  switch does not function
properly, or not function.
Melted connectors of the power window master switch and
a
wire harness of the driver's door were found.

PW is showered with
considerable amount of liquid
containing sucrose/glucose and
electrolyte.
*Repeat 3 to 5

3 4

Occurrence

From the liquid drop and continuous current flow to the
defective part, we could reproduce the condition which is
similar to the returned part when salt water was dropped onto
the SW. (*Testing with a model similart to 35750-S5A)
Also, we confirmed that there is a possibility of melting when
the pattern gap is within 1.5mm from the findings of the tests.

From the investingation results above, the occurrence mechanism
flow of heat damage was considered as shown on the right.
*Please see Pg 6 in Attached doc 2 for details.

       Enlarged connector view                   Enlarged connector view

OMRON Automotive
Electronics Co. Ltd.

Power Window Master Switch Heat Damage

LOT of the returnd product: 2966E1 (Produced on June 29,

(2) Attachement analysis
・Discoloration and white abnormal substances are confirmed as a result
  of the PCB check.
・Electrolyte and soldering component are confirmed as a result of
  analysis of abnormal substances.
・Sucrose and glucose were confirmed from the case and PCB surface.

Type: RD7
FNo.: SHSRD78536U444819
Model: CR-V

・Significant damage due to heat was confirmed around the
VMP1
  terminal as a results of returned condition and PCB condition
check.

Loss of VMP1 and VBU terminals is also confirmed.

35750-S9A-C040-M2 (Company type: C8H-H42-B2S-UK)

PG1 terminal (GND) was set near the pattern which is
connected to the VMP terminal.
Pattern Gap: Approx. 0.5 mm

・As a verification results of damaged parts, it was confirmed that
  heat generated from the PCB around the VMP1 terminal and
  stopped its progress when the VMP1 terminal which supplies
  power to the SW came off (melt).
・Heat cause is considered to be liquid which contains
sucrose/glucose
  and electrolyte from the evidence on the PCB and the analysis
results.
  It appeared to be that the liquid was attached around the pattern
  which connects to VMP1 terminal on the PCB, and leaked to
  adjacent GND terminal.

Full view of PCB (Component side)           Full view of PCB (Soldering sid

・Damage was confirmed around the VMP1 connector as a result
of soft X-ray investigation of the PCB.
・Damage was confirmed on the PCB of VMP1, VBU, SVCC,
PG1, IGN, and DR-terminals as a results of material observation
performed after connector base removal.

of the component side
*Please refer to attached document 1 and other documents for condition
and analysis results of the attachement.

Insulation resistance between +B
pattern and GND land become poor,
causing the leak current to flow.

Migration occurs due to accumulated
liquid

5

Analysis Record  [Analysis Report]

Loss of VMP1
and VBU

Soft X-ray picture of the Condition with connector base removed

Please refer to page 2 in Attached doc 2.

Please refer to page 3 to 5 in Attached doc 2.

PW is showered with considerable amount of liquid
containing sacrose/glucose and electrolyte

Liquid enters inside the SW from projected area of the
case. (Figure 1)

Liquid moves narrow space between PCB and rib and
between PCB and terminal block. (Figure 2 and 3)

Figure

Figure

Figure

Terminal

Terminal

PCB
Case rib Screw

Normal shower

Concentrated
shower

Over showered

Liquid accumulates to where +B pattern and GND
land are closely set with the gap below 1.5mm

Liquid accumulates between +B pattern and GND
land, and migration occurs.

Insulation resistance between +B pattern and GND
land become poor and leak current flows to cause
joule heat.

Heat maintains/spreads to cause melting.

When heat reaches 1,000°C, VMP1 terminal
(copper), which supplies power to the SW, starts to
melt.

VMP1 terminal comes off of the PCB and unables
power supply. (Heating stops and PW malfunction
occurs)

・Liquid which moves narrow space between
PCB and rib and between PCB and terminal
block, and attaches to the area melted.
・Liquid accumulates to where +B pattern and
GND land are closely set with the gap below
1.5mm
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取引先名 発行日：2012年3月4日
オムロンオートモーティブ

エレクトロニクス株式会社

報告 ： 2012年3月4日

・管理No. ： - １．返却現品の確認結果 ２．溶損不具合 発生要因の見解

・部番 ： 35750-S9A-C040-M2 (1) 損傷箇所の確認 ・ 基板をソフトX線調査した結果、コネクタ VMP1端子周辺に損傷が ・ 損傷状態の確認結果より、VMP1端子周辺の基板上より発熱し、

・型式 ： RD7 ・ 返却状態、基板の状態を確認した結果、VMP1端子周辺に発熱に 認められます。 VMP1端子が脱落（溶断）して電源供給がされなくなり、溶損の進行が

・フレームNo. ： SHSRD78536U444819 よる著しい損傷が認められ、VMP1とVBU端子が欠落しておりました。 ・ コネクタベース取り外しによる実体観察の結果、VMP1,VBU,SVCC, 終了したものと考えられます。

・通称名 ： CR-V PG1,IGN,DR-端子部の基板に損傷が認められます。 ・ 発熱の要因は、基板上の痕跡・分析結果より、糖や電解質を含む液体が

・登録年月日 ： 2006年8月21日 基板上のVMP1端子に繋がっているパターン周辺に付着して、

・発生年月日 ： 2011年11月28日 隣接するGND端子とリークしたと考えられます。

・発生場所 ： 市場

・発生件数 ： 1件

・走行距離 ： 114,206Mile

・発生時の状況 ：

パワーウィンドウ・マスタースイッチが効きが悪い、効かない

パワーウィンドウ・マスタースイッチとドライバードア・ワイヤーハーネスの (2) 付着物の確認

コネクタが溶損していた ・ 基板を確認した結果、変色、及び白色異物が認められます。

・オムロン生産工場 ： オムロン イギリス工場 ・ 異物分析した結果、電解質成分及びはんだ成分が認められました。

・返却品LOT ： 2966E1（2006年6月29日生産） ・ ケース表面および基板表面より糖が認められました。

・返却品受領日 ： 2012年2月6日 ※付着物の状態や分析結果は添付資料1、別紙をご参照ください

１．推定要因

　VMP1端子を中心に溶損した本不具合は、何らかの要因により当該箇所にて 【発生メカニズム】

電気的ショート状態→発熱したものと考えます。

　ショート状態となった要因は、返却品に液体痕跡が認められることより、

液体によるマイグレーション現象（金属移行）によって基板上に析出物による

回路が形成され、トラッキング現象（局部発熱）が発生したものと考えます。

２．発熱要因

　不具合箇所への液体供給及び連続通電により、塩水滴下した際に返却品と

酷似した状態が発生することを確認しました。※35750-S5A類似機種の結果より

　また、溶損要因のパターンGap（間隔）についてテストを行い調査を行った結果、

パターンGapが1.5mm以内であると溶損発生の可能性があることを確認しました。

３．発生メカニズム

以上の調査結果より、溶損発生メカニズムは右記流れによると考えます。

※詳細は添付資料2 p.6をご参照ください

ナゼ・ナゼ分析

原本保存期限：　　　　　　年　　　　月

源流へのフィードバック　（体制・仕組みへの反映内容）

原因の究明　（発生のメカニズム・再現テスト・ナゼナゼ分析）

２ ４

適切な対策　（対策内容、効果予想、PPA）

内
容

ステップ

発
生

液体が滞留してマイグレーション
現象が起きた

田中 岡崎 五十君

●　P/W内部に浸入した液体が、基板と
　　 リブや端子台間の隙間を液体が
　　 移動し、溶損部に付着した。
●　液体が滞留する部位に+Bパターンと
　　 GNDランド端子が1.5mm以内に隣接する

対策効果の確認　（効果確認）

５

作成審査承認
12. 3.4 12. 3.4 12. 3.4

テーマ

事実の把握　（部品の確認結果・要因分析・生産品の品質状況）

部　番

部品名

パワーウインドウマスタースイッチ溶損

35750-S9A-C040-M2 （当社型式：C8H-H42-BO2S-UK）

POWER WINDOW MASTER SWITCH

解析記録　　　　　〔　解　析　レ　ポ　ー　ト　〕

発生状況 （現象･訴え内容・発生件数・処置内容）

糖や電解質を含む多量の液体が
P/Wにかかった
※３～５の繰り返し

流
出

１ ３

基板上の+Bパターン－GNDランド
間の絶縁抵抗か低下し、リーク電

流が流れた基板からの発熱・溶損

作
成
部
門

添付資料2　p.2をご参照ください

添付資料2　p.3～5をご参照ください

基板全景（部品面） 基板全景（はんだ面）

基板部品面_コネクタ部拡大

コネクタベース取り外し状態

VMP1端子に繋がっているパターン周辺にPG1端子（GND）が存在
パターンGap：約0.5mm

繰
り
返
し

発熱が維持・拡大して溶損する

発熱が1000℃以上に達し、
電源供給しているVMP1端子（銅）が溶融する

基板とリブや端子台間の
狭い隙間を液体が移動する(図2,3)

液体が滞留する部位に+Bパターンと
GNDランドが1.5mm以内に隣接している

+BパターンとGNDランド間に液体が滞留し、
マイグレーション現象が生じる

＋BパターンとGNDランド間の絶縁抵抗が低下し、
リーク電流が流れジュール熱により発熱する

糖や電解質を含む多量の液体がP/Wに被水

ケース煙突部から液体が製品内部に侵入(図1)

VMP1端子が基板から脱落し、電源供給されなくなる
（発熱停止、P/W機能せず）

基板はんだ面_コネクタ部拡大

●

●

PG1
（GND）

VMP1
（+B）

コネクタ部_ソフトX線写真

VMP1
DR-

IGN
PG1

VMP1 VBU SVCC
VMP1

VMP1とVBU
端子が欠落

VMP1





〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025

2
5

パワーウィンドウマスター
スイッチ事象品

下側

a部拡大

a

b部拡大

上ケース内側側面に付着物を確認

b

付着物元素分析結果 （SEM/EDX） 質量濃度【％】

付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定。各箇所付着物をそれぞれ3点ずつ測定。

２．付着物元素分析結果

c部拡大 d部拡大

e部拡大 f部拡大 g部拡大

d
c

e
f

ケース上面に付着物を確認

下ケース内面に付着物を確認

上側１．外観観察結果

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所付着物より、上記の元素を検出した。

基板下面リブ接触部に
付着物を確認

g

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

基板上面リブ接触部に
付着物を確認

付着物採取箇所 n=3 CCCC OOOO NaNaNaNa MgMgMgMg AlAlAlAl SiSiSiSi PPPP SSSS ClClClCl KKKK CaCaCaCa FeFeFeFe CuCuCuCu ZnZnZnZn SnSnSnSn PbPbPbPb
1 47.7 29.6 0.9 0.8 0.9 3.2 0.8 0.8 5.9 1.0 5.9 0.5 0.3 0.6 - 1.2

2 41.4 25.2 1.0 0.9 1.1 2.9 0.4 0.4 12.8 1.8 7.7 2.7 0.1 - - 1.9

3 49.4 25.8 0.7 0.5 0.4 1.3 0.6 0.8 8.8 1.2 7.0 0.8 0.2 0.2 0.5 1.7

1 34.3 36.9 1.0 0.4 0.7 15.2 0.3 0.5 4.4 1.3 1.8 0.9 0.2 1.0 - 1.0

2 47.1 29.5 1.6 0.5 0.5 1.3 0.6 1.1 6.6 2.2 5.0 0.3 0.3 1.8 0.1 1.4

3 44.9 28.5 1.6 0.9 0.8 2.5 0.4 0.7 7.0 2.7 4.2 1.5 0.3 1.5 0.9 1.7

1 13.9 28.0 3.6 0.8 0.4 0.5 0.2 0.6 7.6 3.0 1.2 - 6.6 - 32.4 1.4

2 13.8 26.6 2.9 0.6 0.4 0.3 0.1 0.8 5.7 3.0 1.2 0.2 5.1 0.4 37.8 1.3

3 13.7 23.9 3.0 1.1 0.5 1.1 0.1 0.7 8.7 3.8 1.8 0.2 5.9 0.2 33.9 1.6

1 41.4 29.8 7.8 0.4 0.4 0.1 0.3 1.2 1.3 3.9 1.4 0.1 10.0 1.0 - 1.0

2 34.4 28.2 3.8 0.6 0.9 0.8 0.7 1.3 2.5 7.4 10.3 0.1 6.7 - 1.3 0.9

3 34.9 26.9 4.8 0.5 0.7 0.2 0.8 0.4 3.0 7.6 5.4 0.2 7.4 0.9 4.1 2.3

1 24.1 25.7 3.1 1.1 0.4 0.3 0.3 0.6 5.2 1.7 1.7 0.1 32.2 1.9 0.1 1.5

2 33.0 24.8 1.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.5 3.8 1.2 1.4 0.2 29.3 1.2 - 1.3

3 55.2 24.6 0.1 4.8 0.2 6.8 0.1 0.1 1.1 0.3 0.8 0.2 4.7 0.1 0.2 0.7

1 16.2 22.0 - 0.2 - 0.1 0.2 3.0 12.0 0.1 3.3 0.3 38.5 1.5 0.4 2.7

2 17.0 22.8 - - 0.2 0.1 0.2 2.8 10.7 0.1 2.9 - 39.3 1.8 - 2.6

3 18.9 23.2 - 0.1 0.1 0.2 0.4 1.2 13.2 - 0.9 0.1 38.6 1.7 - 2.4

1 16.2 27.6 3.7 0.6 0.3 0.4 0.3 0.8 4.5 2.4 0.2 - 10.7 0.7 28.4 3.4

2 16.3 27.5 3.0 0.3 0.4 0.3 - 0.6 3.2 2.1 0.6 - 13.8 0.9 27.7 3.8

3 10.8 24.3 3.9 0.5 0.5 0.3 0.2 0.8 5.5 3.0 0.5 0.4 12.2 0.6 31.2 5.2

上ケース外側表面
堆積物 （a部）

上ケース外側表面
堆積物（b部）

上ケース内側
側面付着物（c部）

下ケース内側
付着物 （g部）

基板下面
付着物 （f部）

基板上面
付着物（e部）

基板上面
付着物（d部）



〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025

3
5

付着イオン分析結果 （CE）

測定方法
・基板エッジ部（A部付近）及びケース外側表面（B部）を400µLの超純水で抽出。
・抽出液を濾過し、キャピラリー電気泳動にて測定。

【ppm】

３．付着イオン分析結果

パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

B

A

上側

A

基板及びケース外側表面より上記のイオンが検出された。

下側

抽出箇所 Cl NO3 SO4 ギ酸 酢酸 乳酸 プロピオン酸 NH4 K Ca Na Mg Zn

基板エッジ部 （A部） 24.9 0.3 7.5 4.3 7.7 0.1 4.7 0.9 31.0 3.7 14.2 2.8 0.1

ケース外側表面 （B部） 169.9 2.4 194.6 2.7 44.4 - 21.3 - 377.9 32.8 47.9 37.0 0.7



〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025
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100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500

100 200 300 400 500
0

1000

2000

測定方法
・基板SW部①～⑤及びケース⑥、⑫部は表面を90%メタノールを染み込ませた布（1×1cm）で拭き取り、
拭き取った布を90%メタノール2mLで抽出・濾過。
・ケース内側SW部⑦～⑩部及び基板⑪部は90%メタノール2mLを掛け流す様に抽出、抽出液を濾過。
・各抽出液を、一晩（15h程度）濃縮しメタノール分を蒸発させ、水分のみとする。
・この溶液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピーク（m/z 365）の有無を確認した。

4
5

①

抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

②

③ ④

⑤ ⑥

質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

②
③

④

①

⑦⑧

⑥

⑤

⑪
⑪

下側

⑫

⑩ ⑨

上側

４．糖分付着有無確認結果
パワーウィンドウマスタースイッチ事象品

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出



〔添付資料〕

管理No.

〔測定・テスト結果〕

1201025

100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
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100 200 300 400 500 100 200 300 400 500
0
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5
5

⑪

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

⑫

パワーウィンドウスイッチ各箇所抽出液をLC/MSにて測定し、スクロース成分ピークの有無を確認した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

パワーウィンドウマスタースイッチ各箇所（⑪、⑫部）より、糖分（スクロース）を検出した。

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

イ
オ

ン
強

度
イ

オ
ン

強
度

⑧⑦

⑨

質量電荷比（m/z） 質量電荷比（m/z）

100 200 300 400 500
0

1000

2000

抽出液質量分析結果 （LC/MS）

●  ：スクロース成分ピーク（m/z 365）

ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）ショ糖標準品 （スクロース）
●

質量電荷比（m/z）

スクロース成分を検出

●

スクロース成分は未検出

●
スクロース成分を検出

⑩

スクロース成分は未検出

スクロース成分は未検出スクロース成分は未検出
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添付資料１

（返却現品（付着物）の調査結果）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2

JP309710
テキストボックス
06M CR-V Connector Heat damage  

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Melting of Power Window Master Switch 

JP309710
テキストボックス
Part Name

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Attached Document No.1

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of returned part (attached substances)



2

・PWSケースに多量の塵埃付着が認められる。

・基板を確認した結果、変色、及び白色異物が認められる。

・コネクタベースを取り外し基板の状態を確認した結果、変色及び白色異物が認められる。

PWS全景_01

PWS全景_02

基板全景（部品面）

基板全景（はんだ面）

返却現品の調査結果

～外観調査～

多量の塵埃が付着 基板の外周、及びケー

 
スリブ上に変色、白色

 
異物の付着が認められ

 
る。

※詳細は次シートをご

 
参照ください

基板の外周、及びカ

 
バーリブ上に変色や白

 
色異物の付着が認めら

 
れる。

コネクタベース－基板

 
間に基板変色及び白

 
色異物を確認

※詳細は次シートをご

 
参照ください

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Appearance

JP309710
テキストボックス
・A great amount of dust was attached to the PWS case.

JP309710
テキストボックス
・A great amount of dust was attached to the PWS case.

JP309710
テキストボックス
・Discoloration and white abnormal substances were confirmed as a result of PCB check.

JP309710
テキストボックス
・Discoloration and white abnormal substances were confirmed when the connector base was removed to check     the PCB condition.

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB_01

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB_02

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Component side)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Discoloration and attachment of  white abnormal substances are confirmed on the outer circumstances and the case rib.*Please refer to next page for details.

JP309710
テキストボックス
Discoloration and attachment of  white abnormal substances are confirmed on the outer circumstances and the case rib. Discoloration of the PCB and attachment of white abnormal substances are confirmed between the connector base and PCB.*Please refer to next page for details.
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返却現品の調査結果

～外観調査～

箇所A

箇所B

箇所C

基板全景（はんだ面）

箇所A 箇所B

箇所C

基板変色

基板全景（部品面）

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Appearance

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Component side)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Area C

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB at the case rib and attachment of the white abnormal substance

JP309710
テキストボックス
Area C

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB at the case rib and attachment of the white abnormal substance
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返却現品の調査結果

～外観調査～

基板はんだ面

 

コネクタ部（コネクタベース取り外し）

基板変色、白色異物が認められる

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Appearance

JP309710
テキストボックス
Discoloration of the PCB and attachment of  white abnormal substances are confirmed 

JP309710
テキストボックス
Soldering side of the PCB (With connector base removed)
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B部

返却現品の調査結果

～付着物

 

成分分析～

コネクタベース下部の液体痕跡

基板はんだ面の液体痕跡

A部

測定箇所 検出元素 イオン成分

A部 C, O, Na, Cl, K Na,Cl

B部 C, O, Cu, Mg, Al, Pb, Sn,Cl Mg,Cl

・基板上の白色異物より、電解質成分と金属成分（はんだ、銅）が検出された。

A部測定箇所 A部のスペクトル

B部測定箇所 B部のスペクトル

【分析方法】付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定した。

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Component Analysis of the attached substances

JP309710
テキストボックス
・Electrolyte and metal components (solder and copper) are confirmed from the white abnormal substances on the PCB

JP309710
テキストボックス
(Analysis method) Collect an attached substance, attach it on the carbon tape, them measure with the SEM/EDX.

JP309710
テキストボックス
Area

JP309710
テキストボックス
Detected element

JP309710
テキストボックス
Ion component

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Evidence of liquid on the soldering side of the PCB

JP309710
テキストボックス
Evidence of liquid under the connector base

JP309710
テキストボックス
Measuring Area  A

JP309710
テキストボックス
Measuring Area  B

JP309710
テキストボックス
Spectrum of Area A

JP309710
テキストボックス
Spectrum of Area B
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返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・ケース表面、及び基板表面よりスクロース（糖）が検出された。(別紙をご参照ください)

測定箇所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

糖の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
・Sucrose was confirmed on the surface of the case and PCB. (Refer to the attached document.)

JP309710
テキストボックス
Measuring Area

JP309710
テキストボックス
Actual Failed Power Window Master Switch

JP309710
テキストボックス
Top side

JP309710
テキストボックス
Under side

JP309710
テキストボックス
Existance of Sucrose

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
Yes

JP309710
テキストボックス
Yes

JP309710
テキストボックス
Existence of sugar in attached substances
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返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・コネクタ下部の基板表面よりブドウ糖及びショ糖が検出された。

⑬

⑭
基板全景（はんだ面）

基板全景（部品面）

測定箇所 ⑬ ⑭

糖の有無 無 有（ブドウ糖、ショ糖）

⑬のクロマトグラム ⑭のクロマトグラム

【分析方法】0.5mLの水で抽出・濾過した溶液について、高速液体クロ

 
マトグラフ法によりクロマトグラムを測定した。

JP309710
テキストボックス
Investigation Results of Returned Parts

JP309710
テキストボックス
Existence of sugar in attached substances

JP309710
テキストボックス
・Sucrose and Glucose were confirmed on the surface of the PCB under connectors

JP309710
テキストボックス
Measuring Area

JP309710
テキストボックス
Existence of Suger

JP309710
テキストボックス
No

JP309710
テキストボックス
Yes (Sucrose and Glucose)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Component side)

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
(Analysis method)Chromatographic measurement (High-performance liquid chromatography) was applied to the solution which was derived and filtered with 0.5mL water.

JP309710
テキストボックス
Chromatograph of ⑬

JP309710
テキストボックス
Chromatograph of ⑭

JP309710
テキストボックス
Hold time (min)

JP309710
テキストボックス
Electric Charge (nC)

JP309710
テキストボックス
Electric Charge (nC)

JP309710
テキストボックス
Hold time (min)

JP309710
引き出し線
1 Glucose13.210

JP309710
引き出し線
3 Sucrose17.077
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添付資料１

（返却現品（付着物）の調査結果）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2



2

・PWSケースに多量の塵埃付着が認められる。

・基板を確認した結果、変色、及び白色異物が認められる。

・コネクタベースを取り外し基板の状態を確認した結果、変色及び白色異物が認められる。

PWS全景_01

PWS全景_02

基板全景（部品面）

基板全景（はんだ面）

返却現品の調査結果

～外観調査～

多量の塵埃が付着 基板の外周、及びケー

 
スリブ上に変色、白色

 
異物の付着が認められ

 
る。

※詳細は次シートをご

 
参照ください

基板の外周、及びカ

 
バーリブ上に変色や白

 
色異物の付着が認めら

 
れる。

コネクタベース－基板

 
間に基板変色及び白

 
色異物を確認

※詳細は次シートをご

 
参照ください
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返却現品の調査結果

～外観調査～

箇所A

箇所B

箇所C

基板全景（はんだ面）

箇所A 箇所B

箇所C

基板変色

基板全景（部品面）

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着

ケースリブ位置の基板変色、

 
白色異物付着
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返却現品の調査結果

～外観調査～

基板はんだ面

 

コネクタ部（コネクタベース取り外し）

基板変色、白色異物が認められる



5

B部

返却現品の調査結果

～付着物

 

成分分析～

コネクタベース下部の液体痕跡

基板はんだ面の液体痕跡

A部

測定箇所 検出元素 イオン成分

A部 C, O, Na, Cl, K Na,Cl

B部 C, O, Cu, Mg, Al, Pb, Sn,Cl Mg,Cl

・基板上の白色異物より、電解質成分と金属成分（はんだ、銅）が検出された。

A部測定箇所 A部のスペクトル

B部測定箇所 B部のスペクトル

【分析方法】付着物を採取し、カーボンテープに張り付け、SEM/EDXにて測定した。



6

返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・ケース表面、及び基板表面よりスクロース（糖）が検出された。(別紙をご参照ください)

測定箇所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

糖の有無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 有
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返却現品の調査結果

～糖分付着有無確認～

・コネクタ下部の基板表面よりブドウ糖及びショ糖が検出された。

⑬

⑭
基板全景（はんだ面）

基板全景（部品面）

測定箇所 ⑬ ⑭

糖の有無 無 有（ブドウ糖、ショ糖）

⑬のクロマトグラム ⑭のクロマトグラム

【分析方法】0.5mLの水で抽出・濾過した溶液について、高速液体クロ

 
マトグラフ法によりクロマトグラムを測定した。
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添付資料２

（発生要因）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2

JP309710
テキストボックス
06M CR-V Connector Heat damage  

JP309710
テキストボックス
Melting of Power Window Master Switch 

JP309710
テキストボックス
Subject

JP309710
テキストボックス
Part Name

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Attached Document No.2

JP309710
テキストボックス
(Occurrence Cause)



2

発生要因

～推定要因～

VMP1端子を中心に溶損した本不具合は、何らかの要因により当該箇所にて

 
電気的ショート状態→発熱したものと考えます。

ショート状態となった要因は、返却品に液体痕跡が認められることより、液体によるマイグレーション現象（金属移行）

 
によって基板上に析出物による回路が形成され、トラッキング現象（局部発熱）が発生したものと考えます。

ケースケース

ＰＷＢＰＷＢ

カバーカバー

コネクタコネクタ

 
ベースベース

基板パターン図

返却品

 

基板

上部の+B-GNDが隣接している間にて

 
マイグレーション、トラッキングが

 
発生したものと推定

パターンGap：約0.5mm（MIN）

拡大

●

●GND

+B

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Assumed Caused

JP309710
テキストボックス
Connector base

JP309710
テキストボックス
Cover

JP309710
テキストボックス
Case

JP309710
テキストボックス
PCB Pattern Figure

JP309710
テキストボックス
Returned PCB

JP309710
テキストボックス
Enlarged

JP309710
テキストボックス
We figured migration and tracking occurred between +B and GND that are closely set as shown above Pattern Gap: Approx. 0.5mm (MIN)

JP309710
テキストボックス
Melting occurred around the VMP1 terminal may be caused by electrical short that led to heat generation.From the evidence of liquid confirmed on the returned part, it was considered that the short was occurred because of tracking (local heating) caused by the circuit with materials educed from the migration (metal transfer).



3

◆溶損テスト結果

サンプル1台につきまして、返却品と酷似した溶損が発生しました。

※結果一覧はp.4をご参照ください

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～

◆結論

溶損が起きたテストサンプルは、返却品損傷箇所のVMP1端子を中心とした溶損が発生したことより、

 
返却品と類似した不具合が再現できたものと考えます。

溶損不具合は、基板上の+B（VMP1）とGNDパターンのイオンマイグレーションが進行したことで

 
発生したものと判断致します。

VMP1

液体供給用に

 
カバーを除去

VMP1端子を中心に溶損

 
(VMP1端子は通電中に脱落)

コネクタベース

 
取り外し

コネクタベース-基板間のVMP1,VBU,PLSB,DR-

 
周辺

 

基板パターン消失

35750-S5A類似機種のテスト結果

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Heat damage test by repeatedly dropping liquids 

JP309710
テキストボックス
Test results using model similar to 35750-S5A

JP309710
テキストボックス
With the connector base removed

JP309710
テキストボックス
Loss of PCB pattern around VMP1, VBU, PLSB, and DR- between connector base and PCB 

JP309710
テキストボックス
Melting occurred around the VMP1 terminal (VMP1 terminal itself came off during current application)

JP309710
テキストボックス
Heat damage test results

JP309710
テキストボックス
Conclusion

JP309710
テキストボックス
Melting similar to returned part was occurred to one test sample. * Please see page 4 for details.

JP309710
テキストボックス
Removed the cover for liquid dropping  

JP309710
テキストボックス
We figured the melting of the test sample was very similar to returned parts because it was occurred from around the VMP1 terminal as the returned parts.We also find that the heat damage was caused by advanced ion migration between +B (VMP1)  and GND pattern.
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試験条件

 

：

・実車取り付け相当（水平）

 
・試験温度

 

15℃、湿度40%

 
・焼損の激しいVMP1,VBU,PLSB,DR-端子（基板-コネクタ

 
ベース間）に液体を注入し、通電する。

 
・液体は塩水5%（純水）、水道水を使用

 
※塩水滴下は1回のみ、その後は純水を滴下

 
・通電は+B:VMP1、GND:DR-にハーネスを接続して行う

 
・電源はバッテリーを使用（試験前後に12V以上あることを確認）

No 液体 結果 再現性

1 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

2 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

3 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

4 塩水(5%) 34時間後に溶損再現（返却品と状態酷似） ○

5 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

6 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

結果一覧

 

：

基板-コネクタベース間にスポイ

 
トにて液体を連続補給（供給は

 
30分~60分毎に実施）

VMP1(+B)、DR-(GND)を

 
連続通電

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～ 35750-S5A類似機種のテスト結果

JP309710
テキストボックス
Heat damage test by repeatedly dropping liquids 

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Test results using model similar to 35750-S5A

JP309710
テキストボックス
Test condition: 

JP309710
テキストボックス
Tap water 

JP309710
テキストボックス
Tap water 

JP309710
テキストボックス
Tap water 

JP309710
テキストボックス
Salt water (5%) 

JP309710
テキストボックス
Salt water (5%) 

JP309710
テキストボックス
Salt water (5%) 

JP309710
テキストボックス
Liquid 

JP309710
テキストボックス
Test Result 

JP309710
テキストボックス
Reproducibility

JP309710
テキストボックス
Test Result 

JP309710
テキストボックス
・Position similar to the ones installed on the actual vehicle (on the level)・Test temperature: 15%, humidity: 40%・Drop liquids on VMP1, VBU, PLSB, and DR - terminals between PCB and base and apply current.・Use 5% salt water(pure water) and tap water for liquids.                        *For tests using salt water, drop salt water only once, followed by pure water.・Connect harness to +B:VMP1 and GND:DR- to apply current.・Use the battery for power source (Make sure it is above 12V before/after the tests)

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Tested for 100hrs. Heat damage could not be reproduced.

JP309710
テキストボックス
Heat damage very similar to returned part was reproduced after 34hrs

JP309710
テキストボックス
Apply continuous current to VMP (+B), DR-(GND)

JP309710
テキストボックス
Repeatedly supply liquids between PCB and connector base using a dropper. (Dropping shall be performed every 30 to 60 mins.)
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【実験内容】

 
①試験水

 

：濃度5%のNaCl水溶液

 
②滴下量

 

：28ｍｇ/回

 
③滴下間隔：30～60分（乾いたら随時

 

最大1回/30分 ）

 
④試験電圧

 

：12V 
⑤ ギャップ長

 

： 1.0～1.5mm間で0.1mm間隔にて実施

 
⑥N数 ：各Gap N=4 
⑦試験時間：13時間

 

※火花が発生した場合はその時点で終了する

 
⑧ランド形状

 

：2.5×2.5[mm^2]

【実験結果】

溶損要因のパターンGap（間隔）についてテストを行い調査を行いました。

（滴下の目安）

Gap距離 発火件数（発生数/実施数） 火花発生までの時間 火花発生時の最大電流

1.0ｍｍ 4／4 N＝4全てが30分以内 3.6A

1.1ｍｍ 2／4 N＝2が60～90分 3.5A

1.2ｍｍ 3／4 N＝3が30～120分 3.3A

1.3ｍｍ 0／4 － -

1.5ｍｍ 0／4 － -

Gap距離と火花発生は強い相関関係があり、火花発生有無のスレッシュは1.2mm付近に存在す

 ると考えられますが、N数が少ないことより1.5mm以内は溶損発生の可能性があると考えます。

 （火花発生＝溶損発生の可能性有り）

発生要因

～パターンGapと溶損の関連性～

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Relationship between pattern gap and melting damage

JP309710
テキストボックス
We conducted tests and investigations on pattern gap which considered to be the melting cause.

JP309710
テキストボックス
  Gap length

JP309710
テキストボックス
Test condition: 

JP309710
テキストボックス
Liquid 

JP309710
テキストボックス
5% concentrated NaCl water solution

JP309710
テキストボックス
Drop volume

JP309710
テキストボックス
28mg/time

JP309710
テキストボックス
Dropping interval: Every 30 to 60mins (as test sample gets dry, Max 1drop/30min)

JP309710
テキストボックス
Test voltage

JP309710
テキストボックス
Gap length

JP309710
テキストボックス
Between 1.0 to 1.5mm with 0.1 interval

JP309710
テキストボックス
Number of testing

JP309710
テキストボックス
Testing time: 13 hrs         

JP309710
テキストボックス
Land shape

JP309710
テキストボックス
N=4 for each gap

JP309710
テキストボックス
(Drop target)

JP309710
テキストボックス
 *Stop test if a spark occurs

JP309710
テキストボックス
Number of fire (occurrence/testing number)

JP309710
テキストボックス
Time to spark occurrence

JP309710
テキストボックス
Max voltage at the time of spark occurrence

JP309710
テキストボックス
Test results

JP309710
テキストボックス
There seemed a strong correlation between gap length and spark occurrence, and threshold of spark occurrence is considered to be somewhere around 1.2mm gap. Since the number of testing is small, we figured gaps within 1.5mm have a possibility of melting. (Spark occurrence=Possibility of melting)

JP309710
テキストボックス
Within 30mins for all 4 samples

JP309710
テキストボックス
60 to 90mins for 2 samples

JP309710
テキストボックス
30 to 120mins for 3 samples
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発生要因

～発生メカニズム～

発熱が維持・拡大して溶損する

繰
り
返
し

発熱が1000℃以上に達し、
電源供給しているVMP1端子（銅）が溶融する

VMP1端子が基板から脱落し、電源供給されなくなる
（発熱停止、P/W機能せず）

基板とリブや端子台間の
狭い隙間を液体が移動する(図2,3)

液体が滞留する部位に+Bパターンと
GNDランドが1.5mm以内に隣接している

+BパターンとGNDランド間に液体が滞留し、
マイグレーション現象が生じる

+BパターンとGNDランド間の絶縁抵抗が低下し、
リーク電流が流れジュール熱により発熱する

糖や電解質を含む多量の液体がP/Wに被水

ケース煙突部から液体が製品内部に侵入(図1)

集中被水

通常被水時 被水過多時

図1

図2

A 

A 

端子台

ケースリブ

端子

留めビス

SECT. AA

基板

図3

JP309710
テキストボックス
Occurrence Cause

JP309710
テキストボックス
Occurrence mechanism

JP309710
テキストボックス
P/W is showered with considerable amount of liquid containing sugar or electrolyte 

JP309710
テキストボックス
Liquid enters inside the SW from projected area of the case. (Figure 1)

JP309710
テキストボックス
Liquid moves narrow space between PCB and rib and between PCB and terminal block. (Figure 2 and 3)

JP309710
テキストボックス
Liquid accumulates to where +B pattern and GND land are closely set with gap below 1.5mm

JP309710
テキストボックス
Liquid accumulates between +B pattern and GND land, and migration occurs.

JP309710
テキストボックス
Insulation resistance between +B pattern and GND land become poor and leak current flows to cause joule heat.

JP309710
テキストボックス
Heat maintains/spreads to cause melting.

JP309710
テキストボックス
when heat reaches 1000℃, VMP1 terminal (copper), which supplies power to the SW, starts to melt. 

JP309710
テキストボックス
VMP1 terminal comes off of the PCB and unable power supply. (Heating stops, F/W malfunction occurs)

JP309710
テキストボックス
Normal shower

JP309710
テキストボックス
Concentrated shower

JP309710
テキストボックス
Over shower

JP309710
テキストボックス
Figure 1

JP309710
テキストボックス
Figure 2

JP309710
テキストボックス
Figure 3

JP309710
テキストボックス
PCB

JP309710
テキストボックス
Terminal

JP309710
テキストボックス
Terminal block

JP309710
テキストボックス
Case rib

JP309710
テキストボックス
Screw

JP309710
テキストボックス
Repeat
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添付資料２

（発生要因）

06M CR-V コネクタ部
 

溶損不具合

件名

 
：パワーウインドウマスタースイッチ溶損

部品名

 
：

 
POWER WINDOW MASTER SWITCH

部品番号 ：

 
35750-S9A-C040-M2
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発生要因

～推定要因～

VMP1端子を中心に溶損した本不具合は、何らかの要因により当該箇所にて

 
電気的ショート状態→発熱したものと考えます。

ショート状態となった要因は、返却品に液体痕跡が認められることより、液体によるマイグレーション現象（金属移行）

 
によって基板上に析出物による回路が形成され、トラッキング現象（局部発熱）が発生したものと考えます。

ケースケース

ＰＷＢＰＷＢ

カバーカバー

コネクタコネクタ

 
ベースベース

基板パターン図

返却品

 

基板

上部の+B-GNDが隣接している間にて

 
マイグレーション、トラッキングが

 
発生したものと推定

パターンGap：約0.5mm（MIN）

拡大

●

●GND

+B
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◆溶損テスト結果

サンプル1台につきまして、返却品と酷似した溶損が発生しました。

※結果一覧はp.4をご参照ください

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～

◆結論

溶損が起きたテストサンプルは、返却品損傷箇所のVMP1端子を中心とした溶損が発生したことより、

 
返却品と類似した不具合が再現できたものと考えます。

溶損不具合は、基板上の+B（VMP1）とGNDパターンのイオンマイグレーションが進行したことで

 
発生したものと判断致します。

VMP1

液体供給用に

 
カバーを除去

VMP1端子を中心に溶損

 
(VMP1端子は通電中に脱落)

コネクタベース

 
取り外し

コネクタベース-基板間のVMP1,VBU,PLSB,DR-

 
周辺

 

基板パターン消失

35750-S5A類似機種のテスト結果
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試験条件

 

：

・実車取り付け相当（水平）

 
・試験温度

 

15℃、湿度40%

 
・焼損の激しいVMP1,VBU,PLSB,DR-端子（基板-コネクタ

 
ベース間）に液体を注入し、通電する。

 
・液体は塩水5%（純水）、水道水を使用

 
※塩水滴下は1回のみ、その後は純水を滴下

 
・通電は+B:VMP1、GND:DR-にハーネスを接続して行う

 
・電源はバッテリーを使用（試験前後に12V以上あることを確認）

No 液体 結果 再現性

1 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

2 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

3 水道水 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

4 塩水(5%) 34時間後に溶損再現（返却品と状態酷似） ○

5 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

6 塩水(5%) 100時間 試験を行い焼損再現せず ×

結果一覧

 

：

基板-コネクタベース間にスポイ

 
トにて液体を連続補給（供給は

 
30分~60分毎に実施）

VMP1(+B)、DR-(GND)を

 
連続通電

発生要因

～液体連続供給による

 

溶損テスト～ 35750-S5A類似機種のテスト結果
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【実験内容】

 
①試験水

 

：濃度5%のNaCl水溶液

 
②滴下量

 

：28ｍｇ/回

 
③滴下間隔：30～60分（乾いたら随時

 

最大1回/30分 ）

 
④試験電圧

 

：12V 
⑤ ギャップ長

 

： 1.0～1.5mm間で0.1mm間隔にて実施

 
⑥N数 ：各Gap N=4 
⑦試験時間：13時間

 

※火花が発生した場合はその時点で終了する

 
⑧ランド形状

 

：2.5×2.5[mm^2]

【実験結果】

溶損要因のパターンGap（間隔）についてテストを行い調査を行いました。

（滴下の目安）

Gap距離 発火件数（発生数/実施数） 火花発生までの時間 火花発生時の最大電流

1.0ｍｍ 4／4 N＝4全てが30分以内 3.6A

1.1ｍｍ 2／4 N＝2が60～90分 3.5A

1.2ｍｍ 3／4 N＝3が30～120分 3.3A

1.3ｍｍ 0／4 － -

1.5ｍｍ 0／4 － -

Gap距離と火花発生は強い相関関係があり、火花発生有無のスレッシュは1.2mm付近に存在す

 ると考えられますが、N数が少ないことより1.5mm以内は溶損発生の可能性があると考えます。

 （火花発生＝溶損発生の可能性有り）

発生要因

～パターンGapと溶損の関連性～
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発生要因

～発生メカニズム～

発熱が維持・拡大して溶損する

繰
り
返
し

発熱が1000℃以上に達し、
電源供給しているVMP1端子（銅）が溶融する

VMP1端子が基板から脱落し、電源供給されなくなる
（発熱停止、P/W機能せず）

基板とリブや端子台間の
狭い隙間を液体が移動する(図2,3)

液体が滞留する部位に+Bパターンと
GNDランドが1.5mm以内に隣接している

+BパターンとGNDランド間に液体が滞留し、
マイグレーション現象が生じる

+BパターンとGNDランド間の絶縁抵抗が低下し、
リーク電流が流れジュール熱により発熱する

糖や電解質を含む多量の液体がP/Wに被水

ケース煙突部から液体が製品内部に侵入(図1)

集中被水

通常被水時 被水過多時

図1

図2

A 

A 

端子台

ケースリブ

端子

留めビス

SECT. AA

基板

図3
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CONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIALCONFIDENTIAL

2006/3/90936E1C8H-H42-BO2SUS48969mile2010/3/102006/5/302006/4/6SHSRD789
16U

RD735750-S9A-C04

2006/6/70766E1C8H-H42-BO2SUS48932mile2010/2/242006/7/242006/6/21SHSRD788
26U

RD735750-S9A-C04

2005/12/707Z5E1C8H-H42-BO2SUS66200mile2010/1/252006/2/252005/12/22SHSRD788
86U

RD735750-S9A-C04

生産日ロットオムロン形式発生地区走行距離修理受付日保証登録日車両製造日VIN型式部品番号

◆車両情報、現品情報

◆返却現品確認結果一覧

PG1端子

PG1端子

PG1端子

発熱元

○

○

○

イオン成分

検出有無

コネクタベース下

コネクタベース下

コネクタベース下

場所

CR-V

CR-V

CR-V

車種

GND側

VMP1パターン

VMP1パターン

VMP1パターン

+側

H42

H42

H42

基板AW

分類

35750-S9A-C04SHSRD78916U

35750-S9A-C04SHSRD78826U

35750-S9A-C04SHSRD78886U

部品番号Vin No.

JP309710
テキストボックス
part number

JP309710
テキストボックス
Type

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Warranty registration date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
Production date

JP309710
テキストボックス
Occurrence Country

JP309710
テキストボックス
Omron designated type

JP309710
テキストボックス
Repair Receipt Date

JP309710
テキストボックス
part number

JP309710
テキストボックス
Model

JP309710
テキストボックス
Vehicle & Returned part information

JP309710
テキストボックス
Returned part verification result list

JP309710
テキストボックス
Location

JP309710
テキストボックス
＋ side

JP309710
テキストボックス
GND side

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Under　connector base

JP309710
テキストボックス
Under　connector base

JP309710
テキストボックス
Under　connector base

JP309710
テキストボックス
PCB　AW　classification

JP309710
テキストボックス
VMP1 Pattern

JP309710
テキストボックス
VMP1 Pattern

JP309710
テキストボックス
VMP1 Pattern

JP309710
テキストボックス
Ion Component detection

JP309710
テキストボックス
Heat source

JP309710
テキストボックス
○=Detected
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各返却現品の状態（写真）

JP309710
テキストボックス
Conditions of respective returned defective parts(Pictures)
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 7

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78886U

： 2005.12.22

： 2006.2.25

： 2010.1.25

： 66200mile

： C8H-H42-BO2S

： 07Z5E1

： AQU-100525-008

JP309710
テキストボックス
Honda control No.

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Registration date

JP309710
テキストボックス
Occurrence date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
OC designated control No.

JP309710
テキストボックス
OC designated type
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VMP1 VBU SVCC

IGN DR-PG1

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元

JP309710
テキストボックス
PCB　AW Category: H42

JP309710
テキストボックス
VMP１pattern

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Solderingside

JP309710
テキストボックス
Threaded hole

JP309710
テキストボックス
Assumed Heat source

JP309710
テキストボックス
Component side
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,S,Cl,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部

B部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,S,C
l,Sn

検出元素：

C,O,Pb,Sn

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
C, O, Na, Al, Si, S, Cl, Pb, and Sn are detected as a result of EDX analysis of the attachment.

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 8

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78826U

： 2006.6.21

： 2006.7.24

： 2010.2.24

： 48932mile

： C8H-H42-BO2S

： 0766E1

： AQU-100525-009

JP309710
テキストボックス
Honda control No.

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Registration date

JP309710
テキストボックス
Occurrence date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
OC designated type

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
OC designated control No.
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はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元

JP309710
テキストボックス
PCB　AW Category: H42

JP309710
テキストボックス
Component side

JP309710
テキストボックス
Solderingside

JP309710
テキストボックス
VMP１pattern

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Assumed Heat source

JP309710
テキストボックス
Threaded hole
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部

A部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,Pb,
Cl,Sn

JP309710
テキストボックス
C, O, Na, Al, Si, Cl, Pb, and Sn are detected as a result of EDX analysis of the attachment.

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Detected element:
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 9

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78916U

： 2006.4.6

： 2006.5.30

： 2010.3.10

： 48969mile

： C8H-H42-BO2S

： 0936E1

： AQU-100525-010

JP309710
テキストボックス
Honda control No.

JP309710
テキストボックス
Part No.

JP309710
テキストボックス
Vehicle production date

JP309710
テキストボックス
Registration date

JP309710
テキストボックス
Occurrence date

JP309710
テキストボックス
Mileage

JP309710
テキストボックス
OC designated type

JP309710
テキストボックス
LOT

JP309710
テキストボックス
OC designated control No.
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PG1

VMP1 VBU

IGN

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元

JP309710
テキストボックス
PCB　AW Category: H42

JP309710
テキストボックス
Component side

JP309710
テキストボックス
Solderingside

JP309710
テキストボックス
VMP１pattern

JP309710
テキストボックス
PG1 terminal

JP309710
テキストボックス
Assumed Heat source

JP309710
テキストボックス
Threaded hole
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付着物のEDX分析結果、C,O,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部
B部

検出元素：

C,O,Al,Si,Cl,Sn

検出元素：

C,O,Cu,Si,Pb,Cl,S
n

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Area A

JP309710
テキストボックス
Area B

JP309710
テキストボックス
Full view of PCB (Soldering side)

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
Detected element:

JP309710
テキストボックス
C, O, Al, Si, Cl, Cu, Pb, and Sn are detected as a result of EDX analysis of the attachment.
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2006/3/90936E1C8H-H42-BO2SUS48969mile2010/3/102006/5/302006/4/6SHSRD789
16U

RD735750-S9A-C04

2006/6/70766E1C8H-H42-BO2SUS48932mile2010/2/242006/7/242006/6/21SHSRD788
26U

RD735750-S9A-C04

2005/12/707Z5E1C8H-H42-BO2SUS66200mile2010/1/252006/2/252005/12/22SHSRD788
86U

RD735750-S9A-C04

生産日ロットオムロン形式発生地区走行距離修理受付日保証登録日車両製造日VIN型式部品番号

◆車両情報、現品情報

◆返却現品確認結果一覧

PG1端子

PG1端子

PG1端子

発熱元

○

○

○

イオン成分

検出有無

コネクタベース下

コネクタベース下

コネクタベース下

場所

CR-V

CR-V

CR-V

車種

GND側

VMP1パターン

VMP1パターン

VMP1パターン

+側

H42

H42

H42

基板AW

分類

35750-S9A-C04SHSRD78916U

35750-S9A-C04SHSRD78826U

35750-S9A-C04SHSRD78886U

部品番号Vin No.
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各返却現品の状態（写真）
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 7

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78886U

： 2005.12.22

： 2006.2.25

： 2010.1.25

： 66200mile

： C8H-H42-BO2S

： 07Z5E1

： AQU-100525-008
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VMP1 VBU SVCC

IGN DR-PG1

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,S,Cl,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部

B部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,S,C
l,Sn

検出元素：

C,O,Pb,Sn
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 8

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78826U

： 2006.6.21

： 2006.7.24

： 2010.2.24

： 48932mile

： C8H-H42-BO2S

： 0766E1

： AQU-100525-009
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はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元
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付着物のEDX分析結果、C,O,Na,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部

A部

検出元素：

C,O,Na,Al,Si,Pb,
Cl,Sn
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ホンダ様管理No

部品番号

VIN

車両製造日

登録日

発生日

走行距離

OC形式

ロット

OC管理No

： 9

： 35750-S9A-C04

： SHSRD78916U

： 2006.4.6

： 2006.5.30

： 2010.3.10

： 48969mile

： C8H-H42-BO2S

： 0936E1

： AQU-100525-010
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PG1

VMP1 VBU

IGN

はんだ面

部品面

基板AW分類：H42

： +B

： IG

： GND

： ネジ穴

VMP1VMP1VMP1VMP1パターンパターンパターンパターン

PG1PG1PG1PG1端子端子端子端子

： 推定発熱元
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付着物のEDX分析結果、C,O,Al,Si,Cl,Cu,Pb,Snが検出されました。

基板全景（はんだ面）

A部 B部

A部
B部

検出元素：

C,O,Al,Si,Cl,Sn

検出元素：

C,O,Cu,Si,Pb,Cl,S
n
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